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Sinusförmige Ansteuerung senkt die Verluste bei HV-IPDs



Bei drehzahlgeregelten Antrieben sind jetzt mehr Effizienz und leiserer Betrieb gefordert. Höherwertige Motoren und eine sinusförmige Ansteuerung helfen bei der Umsetzung.



Verbessertes GPS für den Ackerbau



Klebstoff für das Display-Bonding



Die vernetzte Fabrik von morgen



Autonom fahrende Landmaschinen sind mit kombinierten MEMS-Sensoren kein Problem. Seite 36



Unerwünschte Reflexionen lassen sich durch die richtige Wahl des Klebstoffs vermeiden. Seite 44



Auf der productronica steht die Cyber-Sicherheit in der vernetzten Fabrik im Mittelpunkt. Seite 58
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EDITORIAL



When it matters...



Wir müssen beim Autobau neue Wege gehen!



D



er Abgasskandal bei Volkswagen hat sprichwörtlich für ein schweres Beben gesorgt – und das nicht nur in Deutschland und Europa, sondern weltweit. Das Vertrauen in deutsche Technik und Ingenieursarbeit wurde beschädigt. Wie stark, ist bisher noch nicht abzusehen. Und das gerade in einer Branche, auf die wir Deutsche so stolz waren: auf den Automobilbau. Sind und waren wir doch Exportweltmeister. Auf der ganzen Welt sind unsere Autos gefragt. Und auch die Deutschen selbst pflegen ein ganz besonderes Verhältnis zu ihrem motorisierten Vehikel. Jetzt lässt sich streiten, warum wissentlich eine Software verwendet wurde, welche die Abgaswerte verbessert. Man sollte meinen, gute und solide Ingenieursarbeit habe das nicht nötig. Denn ein Blick auf die aktuellen Automodelle zeigt, was heute alles technisch möglich ist. Doch warum dann nicht auch beim Motor, wieso muss man tricksen? Das Beben kommt zu einer denkbar ungünstigen Zeit. Jetzt werden die Weichen für die automobile Zukunft gestellt: Die Autos werden immer mehr vernetzt und sind Teil eines großen Ganzen. Nur auf die Elektromobilität setzen ist zu kurz-



„Google und Apple zeigen uns, wohin die Mobilität im 21. Jahrhundert gehen kann.“



Hendrik Härter, Redakteur [email protected]



Courtesy of Agilent Technologies, Inc.



fristig gedacht. Vermehrt werden Mitspieler auf den Markt kommen, die mit dem klassischen Automobilbau bisher nichts zu tun hatten. Ob das ein Google oder Apple ist; beide sind potente IT-Giganten und arbeiten bereits an einem autonom fahrenden Fahrzeug. Hier ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie ein alltagstaugliches Fahrzeug vorstellen können. Es zeigt auch, dass es künftig vielleicht weniger auf einen starken Motor ankommt, sondern vielmehr auf Effizienz, Sparsamkeit und Komfort. Die deutschen Automobilbauer brauchen sich nicht zu verstecken. Es bleibt zu hoffen, dass das von VW verursachte Beben doch einige Entscheider wachgerüttelt hat und ein Umdenken stattfindet. Wir dürfen auf keinem Fall den Anschluss verlieren, damit wir auch in Zukunft noch in der ersten Liga mitspielen, wenn es um Mobilität geht.



GORE® Microwave/ RF Assemblies For test applications that require precise and repeatable measurements. These ruggedized, lightweight GORE® Microwave/ RF Assemblies provide excellent phase and amplitude stabilit with exure. gore.com
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Sinusförmig ansteuern – der Weg zu niedrigen Verlusten bei HV-IPDs Verbraucher wünschen sich energieeffiziente und umweltfreundliche Geräte. Ein höherer Wirkungsgrad, geringere Betriebskosten und ein leiserer Betrieb ergeben sich mit elektronisch geregelten bürstenlosen Motoren. Nun folgt der nächste Schritt hin zu noch effizienteren Geräten. Qualitativ hochwertigere Motoren mit sinusförmiger Ansteuerung machen dies möglich. Benötigt werden neue MotorController, die intelligente Leistungselektronik mit neuesten IGBT- oder MOSFET-Bausteinen enthalten.
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25 Der Weg zu niedrigen Verlusten bei HV-IPDs



Bei drehzahlgeregelten Antrieben sind jetzt höherer Wirkungsgrad und leiserer Betrieb gefordert. Qualitativ höherwertige Motoren und entsprechende sinusförmige Ansteuerung helfen bei der Umsetzung.



Automotive 30 Was man gegen Icing bei Kfz-Relais tun kann



Kfz-Relais müssen zuverlässig sein, so dürfen z.B. die Kontakte nicht vereisen. Wir erklären, warum das vorkommen kann, welche Auswirkungen Icing auf Relais hat und welche Gegenmaßnahmen es gibt.



34 Assistenzsysteme für autonome Fahrzeuge



Leistungsfähige Assistenzsysteme ebnen den Weg in Richtung autonomes Fahren. Besonders wichtig sind dabei Bildverarbeitungssysteme, mit denen das autonome Auto seine Umgebung sehen kann.
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36 Kombi-MEMS-Sensoren machen GPS genau



GPS ist überfordert, wenn landwirtschaftliche Fahrzeuge autonom über Felder fahren sollen. Die Lösung: MEMSbasierte Beschleunigungsaufnehmer und Gyroskope.



LED-Lichttechnik 40 Mit dem LED-Licht am Fahrzeug kommunizieren



Über moduliertes LED-Licht lassen sich auch Daten für die Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation übertragen.



Displays 44 Die Wahl des Klebstoffs für das Display-Bonding



Beim Verkleben oder auch Bonden eines Displays lassen sich unerwünschte Reflektionen vermeiden. Doch entscheidet die richtige Wahl des Klebstoffs.



Leiterplattentechnik 50 Große Teststrategien klein verpackt



Designtechniken auf Chip- und Board-Level verändern die Methoden zur Qualitätssicherung. Dabei stellt sich die Frage nach der richtigen Teststrategie und ihrer Realisierung.



Elektronikfertigung 58 Die Zukunft der Fertigung in der vernetzten Fabrik



Die productronica befasst sich schwerpunktmäßig mit den Chancen und Herausforderungen der vierten industriellen Revolution mit besonderem Fokus auf Cyber-Sicherheit.



Verbindungstechink 62 Gelungene Symbiose zweier Verbindungstechniken



Der THR-Steckverbinder wird wie beim THT-Verfahren in die Platine eingesteckt und mittels SMT-Löttechnik verlötet.
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Mit LED-Licht am Fahrzeug kommunizieren



66



Die Leiterplatten-Steckverbinder der Zukunft



84



Besondere Sorgfalt für das Gesundheitswesen



Embedded Computing 78 Ein Daten-Airbag für sichere Energienetze



Bei Energieerzeugung anfallende Daten können zuverlässig in nvRAMs gesichert werden.



Mikrocontroller & PLDs 80 Einfachere Entwicklung von FPGA-basierten Servern



Auf einer Wellenlänge! Durch RF & Wireless Produkte von EBV



SDAccel kombiniert zwei Ansätze: Einsatz der parallelen Architekturen und der niedrige Energiebedarf von FPGAs.



Die auf unserer Website präsentierten Märkte reichen von Auto motive, Consumer, Medizin und HighRel bis zu Erneuerbaren Energien und Industrieelektronik. Auf der Anwendungsseite wer den Bereiche wie Basestations, Broadcast, Connectivity, Industrial



TIPPS & SERIEN



Scientific, Medical RF oder Radar präzise beschrieben.



20 Schaltungstipp



Wie umfassend wir aktuelle Applikationsbereiche abdecken ent



Einstellbare Stromquelle für Ströme bis 3 Ampère



decken Sie bitte am Beispiel Consumer. Hier behandeln wir detail liert die Themen TV & SettopBoxen, tragbare Navigationsgeräte,



ZUM SCHLUSS



ComputerPeripherie,Tablets & eBooks, Spielekonsolen und Fern bedienungen.



98 Christian Neumann, Freudenberg IT



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre lokalen



Neue Rolle für das MES: Moderator der Smart Factory



EBV RF & Wireless Spezialisten vor Ort oder besuchen Sie uns auf ebv.com/rfwl.
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Distribution is today. Tomorrow is EBV! www.ebv.com/de



Bild: VDE



ELEKTRONIKSPIEGEL // ZAHLEN, DATEN, FAKTEN



AUFGEMERKT



Das VDE-Zeichen feiert 95. Geburtstag Seit 1920 prüft das VDE-Instituts alles, wodurch Strom fließt. Besteht das Produkt die harten Tests der VDE-Prüfingenieure, erhält es das VDE-Zeichen. Im Geburtsjahr 1920 mussten die geeigneten Prüfverfahren erst noch entwickelt werden: Zur Feststellung der Stabilität von Gehäusen genügte ein Hammerschlag oder die „Zimmermannsche Klaue“, wobei es sich um die kräftige Faust des damaligen Leiters der Prüfstelle handelte. Um die Haltbarkeit zu testen, warfen die Prüfingenieure das Gerät kontrolliert aus dem
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Fenster. Auch heute müssen die Produkte viel aushalten, bevor sie das VDE-Zeichen erhalten. Fäuste kommen nicht mehr zum Einsatz, auch fliegt kein Gerät mehr aus dem Fenster. Jeden Tag durchlaufen 60 bis 70 neue Produkte die Sicherheitschecks. Kommt es zu keinen Beanstandungen mehr, erhält der Hersteller für sein Gerät das VDE-Prüfzeichen. Damit unterliegt dessen Fertigung einer laufenden Kontrolle, denn nur so lässt sich gleichbleibende Qualität gewährleisten. // ED
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ELEKTRONIKSPIEGEL // ZAHLEN, DATEN, FAKTEN



AUFGEDREHT: Kabel - Bündel statt Lage Reißfaden



Masse von Neutrinos Die diesjährigen PhysikNobelpreisträger haben eine langjährige Annahme widerlegt: dass Neutrinos masselos seien. Um allerdings ihre genaue Masse messen zu können, mussten die Forscher des KIT Karlsruhe die wohl präziseste Waage entwickeln. Denn Neutrinos sind über eine Milliarde mal leichter als ein Wasserstoffatom und sie spielen eine wichtige Rolle bei der Untersuchung des Ursprungs der Materie und bei der Gestaltung der sichtbaren Strukturen im Kosmos. // HEH



AUFGESCHNAPPT



Viele Einzeldrähte aus Kupfer werden miteinander verwürgt. Litzenleiter sind stabiler gegenüber Kabelbruch als massive Drähte.



Kabelmantel



Trennmittel



Umschließt die Gesamtheit der Adern und dient dem Schutz vor mechanischer, chemischer und thermischer Außeneinwirkung.



Als Gleitmittel zwischen den Adern wird Talkumpulver verwendet. Es erhöht die mechanische Flexibilität und erleichtert das Abmanteln.



Ader



Kernfüller



Adern werden in Einzelbündeln miteinander verseilt. Die Isolation dient dem Schutz des Leiters und der galvanischen Trennung.



Bei der Bündelverseilung von Kabeln werden Adern in Einzelbündeln mit drei, vier oder fünf Adern verseilt, die dann zu einer Gesamtverseilung der Bündel miteinander verseilt werden. Bei großen Verseilaufbauten erfolgt dies um ein



„Wir sind natürlich sehr zufrieden, dass wir dem Wissen der Welt in der Physik etwas auf einem sehr grundlegenden Level hinzufügen konnten“ Arthur McDonald, Physik-Nobelpreisträger



40



Bündellitze



Dünner, hochfester Faden, der das Absetzen langer Längen erleichtert. Er wird aus dem Mantel herausgezogen und reißt selbigen auf.



AUFGEZÄHLT



Füllerelemente dienen der Formgebung (runde, homogene Optik), Stabilisierung und als Zugentlastungselement in der Leitung.



Zugentlastungselement. Heraus kommt eine Leitung, die bewegungsrobust und kettentauglich ist, da jede der Adern bei der Bewegung der Energiekette gleichermaßen im Innen- und Außenradius bewegt wird. // KR



Klinik kommuniziert mit Krankenwagen In Schweden kommunizieren Krankenwagen in Echtzeit mit der Klinik. Übermittelt werden beispielsweise Vitalparameter eines Patienten. Fachärzte können auf diesem Weg Rettungssanitäter Hilfestellung geben. Möglich ist außerdem, den Operationssaal vorzubereiten, bevor der Patient in der Klink ankommt. // HEH



3M hat ein Material entwickelt, dass die Leistungsfähigkeit von Li-Ionen-Batterien um 40 Prozent erhöhen soll. In Asien wurde der Anodenwerkstoff bereits in der Vorserienproduktion von Akkus für Handys und Laptops eingesetzt. Die Technologie soll nun im Rahmen eines europäischen Forschungsprojektes in der Automobilindustrie erprobt werden.
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ELEKTRONIKSPIEGEL // VERANSTALTUNGEN



Praxiswissen und Trends bei Quarzen und Oszillatoren Am 2. und 3. November 2015 findet der 1. European Frequency Control Congress in München statt. Wir sprachen mit Quarzguru Bernd Neubig von AXTAL CONSULTING über die neue Konferenz: www.EFCC2015.com.



O



rganisiert von der Fachzeitschrift ELEKTRONIKPRAXIS findet vom 2. bis 3. November 2015 der 1. European Frequency Control Congress (EFCC 2015) in München statt. Experten international führender Unternehmen der Quarztechnologie sind mit Vorträgen vertreten. Darunter auch Quarzguru Bernd Neubig von AXTAL CONSULTING. Zielgruppe des Events sind Entwicklungsingenieure, Anwender und Spezialisten, die Quarze und Oszillatoren im industriellen Einsatz haben oder für adäquate Anwendungsmöglichkeiten verantwortlich sind. Die Konferenz wird von einer Fachausstellung der führenden Hersteller und Anbieter begleitet. Einer der Hauptreferenten des Kongresses ist Bernd Neubig. Er ist Autor des bekanntesten deutschen Fachbuches über Quarztechnologie „Das große Quarzkochbuch“ und Geschäftsführer der Axtal GmbH & Co. KG. Die Geschäftsfelder von AXTAL umfassen das Design, die Entwicklung, Produktion und das Testen sowie Consulting-Dienstleistungen und den Verkauf von Frequenzbestimmenden Bauelementen (Frequency Control Products) und Piezoelektrischen Sensoren. Beim ersten European Frequency Control Congress in München (www.EFCC2015.com) wird Bernd Neubig nicht nur einen Teil der Einführungsseminare übernehmen, sondern auch eine Keynote zur Entwicklung und zum Stand der heutigen Quarztechnologie halten. Wir konnten ihm dazu einige Fragen stellen. Herr Neubig, was bringt der Kongress dem Teilnehmer und warum ist in der Quarztechnologie ein Wissensupdate nötig? Durch die internationalen und fachlich erstklassigen Referenten ist dieser Kongress dank zahlreicher Vorträge, Diskussionen und Gespräche ideal, um sich schnell auf den neusten Stand der Technik zu bringen. Seit dem „legendären“ ZVEI Symposium „Schwingquarze“ im Jahr 1989 waren solche Fachkapazitäten auf diesem Gebiet nicht mehr so geballt an einem Ort versammelt. Hier bekommen die Teilneh-
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Bernd Neubig: „Seit dem ‚legendären‘ ZVEI-Symposium Schwingquarze im Jahr 1989 waren so viele Fachkapazitäten nicht mehr an einem Ort versammelt.“



mer Anregungen, Erkenntnisse und Inspiration zugleich. Denn die Technik wandelt sich schneller als wir meist glauben. Die Miniaturisierung von Schwingquarzen und Oszillatoren, verbunden mit immer höheren Stabilitäten, ist in den letzten Jahren rasant voran geschritten. Nicht nur die Digitalisierung der Beziehungen, sondern auch die Geschwindigkeit des Wissenszuwachses und der realen Umsetzung dieses Wissens nimmt stetig zu. So lernt man eigentlich nie aus. Herr Neubig, was bietet der European Frequency Kongress darüber hinaus für die Teilnehmer? Die European Frequency Control Congress & Exhibition (EFCC) ist eine internationale Konferenz und Ausstellung zum Stand der Forschung und Technik im Bereich frequenzbestimmender Bauelemente und deren Anwendung. Für den Besucher ergibt sich dadurch die Möglichkeit sich fachbezogen und umfangreich über den



neuesten Stand der Quarztechnologie zu informieren. Angesprochen sind Entwicklungsingenieure, Anwender und Fachleute, die sich für aktuelle Trends und Fortschritte im Bereich der frequenzbestimmenden Bauteile informieren möchten. Die Vorträge werden in deutscher oder englischer Sprache gehalten. So bietet diese Veranstaltung sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Anwendern nützliches Wissen. Eine Ausstellung internationaler Hersteller rundet den Überblick am zweiten Tag ab. Es besteht die einmalige Möglichkeit eines direkten Informationsaustausches zwischen Anwendern und Herstellern. Teilnahme und Anmeldung: Die Website www.EFCC2015.com informiert über alle Details zum Kongress und ermöglicht die Anmeldung. // JW ELEKTRONIKPRAXIS
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ELEKTRONIKSPIEGEL // VERANSTALTUNGEN



8. Embedded Software Engineering Kongress steht in den Startlöchern In kürzester Zeit hat sich der ESE Kongress mit über 900 Teilnehmern zum Leitkongress der Embedded-Softwarebranche entwickelt. Wieso dieses rasante Wachstum? Was sind 2015 die Top-Themen?



D



en Erfolg und die Notwendigkeit des ESE Kongress beschreibt Prof. Dr.-Ing. Peter Liggesmeyer, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Experimentelles Software Engineering (IESE) und Präsident der Gesellschaft für Informatik, so: „Der ESE Kongress bietet eine hervorragende Plattform für Diskussionen über eines der insbesondere für Deutschland volkswirtschaftlich wichtigsten Themen: Embedded-Software. Viele Unternehmen befinden sich in einem Metamorphose-Prozess von klassischen ingenieurwissenschaftlich ausgerichteten Produkten, z.B. des Maschinenbaus oder der Elektrotechnik, hin zu Produkten, deren Verhalten maßgeblich durch Software bestimmt wird. Sie müssen kompetent mit Embedded-Software umgehen, und genau dazu bietet der ESE Kongress einzigartige Informationen.“ Auf dem ESE Kongress 2015 vermitteln Experten aus Industrie, Forschung und Lehre in über 100 Vorträgen und 15 Kompaktseminaren genau diese Kompetenzen, sowie aktuelle Erkenntnisse, Prinzipien, Methoden und Trends der modernen Softwaretechnik und der Embedded-Softwareentwicklung.



Die Fundamente des Software Engineering Das Programm des achten ESE Kongress basiert auf über 220 Vorschlagseinreichungen aus Industrie und Wissenschaft. Deshalb lässt sich aus dem Programm gut ablesen, welche Themen die Branche beschäftigen. Neben den Klassikern wie Requirements Management, Modellierung, Echtzeit, Open Source oder Test sind dies 2015 insbesondere das Internet of Things, Safety- und Security-Aspekte sowie Multicore-Programmierung. Am ersten und fünften Kongresstag können Besucher zwischen mehreren halbund ganztägigen Kompaktseminaren wählen, zu Architektur, Echtzeit, Embedded-Linux, Multicore, Komplexitätsfallen, Software Analytics, Embedded C, C++ sowie zu Prozessthemen. Erstmalig angeboten wird in diesem Jahr das eintägige Kompaktseminar „Die Fundamente des Software Enginee-
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Rückblick auf die Keynote 2014: Der Embedded Software Engineering Kongress ist Deutschlands größte Veranstaltung, die sich ausschließlich und tiefgehend den vielfältigen Themen und Herausforderungen bei der Entwicklung von Geräte- und Systemsoftware für Industrieanwendungen, Kfz-Elektronik, Telekom sowie Consumer- und Medizintechnik widmet.



rings“. Es erlaubt zum einen den kompakten Einstieg in wesentliche Aspekte des Fachgebiets Software Engineering. Zum anderen ermöglicht es Praktikern, die sich selbst in das Thema eingearbeitet haben, ihr Wissen und eigene Vorgehensweisen zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Als Dozent konnte Prof. Dr. Jochen Ludewig gewonnen werden. Er hat dreißig Jahre lang an Hochschulen der Schweiz und an der Universität Stuttgart das Fach Software Engineering in Forschung und Lehre vertreten und ist ferner Autor des Buchs „Software Engineering: Grundlagen, Menschen, Prozesse, Techniken“. Neben dem Konferenzprogramm schafft die begleitende Ausstellung Vergleichsmöglichkeiten unter über 50 Lösungsanbietern. Weit über 900 Kongressteilnehmer bieten zudem wertvolle Kontaktmöglichkeiten sowie die Gelegenheit zum Erfahrungs- und Meinungsaustausch. Der 8. ESE Kongress findet vom 30. November bis 4. Dezember in Sindelfingen statt. Bei Anmeldung bis zum 31. Oktober gelten vergünstigte Frühbucherpreise. // MH



BSI hält Keynote zu Embedded Security Mit dem Thema „Sicherheitslücken in Embedded-Systemen erkennen und schließen“ beschäftigt sich eine von drei Keynotes auf dem ESE Kongress 2015. Holger Junker leitet im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) das Referat CyberSicherheit in kritischen IT-Systemen. Dort befasst er sich mit der IT-Sicherheit im Bereich der Fabrikautomation und Prozesssteuerung. In seiner Keynote zeigt er das aktuelle Lagebild der Cyber-Sicherheit anhand realer Fälle auf und stellt Maßnahmen vor, die Hersteller, Integratoren und Betreiber ergreifen müssen. Anhand der frei verfügbaren Empfehlungen und Hilfsmittel des BSI zeigt er einen Weg auf, wie auch kleine und mittelständische Unternehmen Security sukzessive umsetzen können.



www.ese-kongress.de
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The EBV-IoT Smart, Secure, Connected – Everywhere



Seit Jahren unterstützt EBV Kunden in ganz Europa bei Anwendungen, die heute unter den Begriff IoT fallen. Die EBV Vertriebs teams und unsere Markt undTechnologie segmente unterstützen Kunden dabei ei gene IoT Anwendungen zu entwickeln und neue Features wie wireless und security zu integrieren. Zusätzlich bieten wir mit EBVchips ganz neue Produkte an, die es so im Markt noch nicht gibt. Für alle Fragen rund umsThema IoT wenden Sie sich bitte an Ihre lokalen EBV Partner oder besuchen Sie uns unter ebv.com/iot.



Distribution is today. Tomorrow is EBV! www.ebv.com/de



ELEKTRONIKSPIEGEL // NEWS & PERSONALIEN



Verbindungstechnologie für eine wirtschaftliche Produktion TE-Industrial-Chef Thomas Schmidt will zukünftig die Sparten Steckverbinder und Sensorik und damit auch Industrie 4.0 und IIoT erweitern. Produkt-Highlights gibt es auf der SPS zu sehen.



12



Bild: TE



P



rodukte werden zunehmend sicherer, umweltfreundlicher und vernetzter. Das sind nach Meinung von Thomas Schmidt, Geschäftsführer von TE Industrial, die aktuellen Megatrends. Darauf begründet sich eine gesteigerte Nachfrage nach elektronischen Komponenten, Produkten und Lösungen. Hier sieht Schmidt den Bereich Industrie von TE gut aufgestellt, denn man erziele derzeit etwa 90% des Umsatzes (3,3, Mrd. US-$ 2014, davon etwa 2 Mrd. US-$ in Deutschland) mit Verbindungs- und Sensorlösungen. Er will durch organisches Wachstum und gezielte Akquisitionen dieses Portfolio in den nächsten Jahren noch ausweiten. Schmidt geht davon aus, dass im Jahr 2020 weltweit mindestens 24 Mrd. Geräte vernetzt sein werden und stützt sich damit auf eine bekannte Studie von GSMA & Machine Research. TE will dazu beitragen, die daraus resultierenden Datenmengen zu erfassen, zu verbinden und zu übertragen. Deshalb richtet sich ein unternehmerischer Fokus zukünftig auf alles, das hilft, Daten auszulesen. Auch Übernahmen von entsprechenden Firmen sind angedacht. Das soll zu einer langfristigen Wachstumsrate von 4 bis 5 % führen. „Wir fühlen uns sehr wohl in diesem überdurchschnittlich wachsenden Markt“, meint er abschließend. „Unser Ziel ist es, durch innovative Verbindungstechnologie, die intelligent, robust und leicht zu handhaben ist, wirtschaftliche Produktionsprozesse zu ermöglichen“, ergänzt Craig McDonnell, Vice President und Geschäftsführer von TE Industrial Automation & Control. „Was das bedeutet, verdeutlichen drei Produkte, die wir auf der SPS IPC Drives erstmals zeigen werden.“ Der Circular Hybrid Connector (CHC) ist für Echtzeit-Automatisierungsanwendungen entwickelt worden, in denen sowohl hohe Datenraten gemäß CAT 5e als auch eine Leistung bei bis zu 10 A Strombelastung übertragen werden müssen. „Dieser Rundsteckverbinder, der vor allem in Steuerungen für hydraulische und pneumatische Ventile eingesetzt werden kann, ist die weltweit ers-



Thomas Schmidt, TE: „Die Technologie von TE ist ein zentraler Bestandteil unserer zunehmend vernetzten Welt.“



te Lösung dieser Art“, so McDonnell. Der CHC bietet insbesondere Herstellern von Spritzgießmaschinen nicht nur größere Flexibilität bei der Konstruktion, sondern durch Unterstützung der VARAN-Bus-Spezifikation (Versatile Automation Random Access Network) können Werkzeuge auch schneller umgerüstet und der Verkabelungsaufwand deutlich reduziert werden. Mit einer robusten Steckverbinderserie (Heavy Duty Connectors, HDC), die jüngst in China auf den Markt gebracht worden ist und nach der SPS IPC Drives weltweit eingeführt wird, lassen sich Daten und Energie auch in Anwendungen mit extrem hoher Beanspruchung zuverlässig übertragen. „Dank ihrer modularen Konstruktion ermöglichen die HDC – und zwar ohne jegliche Modifikation – maßgeschneiderte Lösungen mit standardisierter Anschlusstechnik“, so McDonnell. Außerdem können diese Steckverbinder, die die Anforderungen der Standards IEC 61984 und UL 1977 erfüllen, leicht installiert und gewartet werden. Aufgrund ihrer Sorti-



mentsbreite bietet sich diese Steckverbinderserie für den Einsatz in vielen industriellen Anwendungen an, wie zum Beispiel des Werkzeugmaschinenbaus, der Roboter-Systemverkabelung oder der Verdrahtung in Windkraftanlagen. Ein weiteres Messehighlight sind die RJ45Steckverbinder in Schutzart IP20 für Cat-6AKabel. Sie basieren ebenso wie die übrigen RJ45-Versionen des Herstellers auf der Common-Core-Technologie, wodurch sie sich im Feld ohne Werkzeuge schnell anschließen lassen. „Eine automatische Abisolierfunktion sorgt zudem für eine fehlerfreie Installation und maximale Leistung“, betont McDonnell. Die RJ45-Steckverbinder, die für alle üblichen CAT-6A-Kabel geeignet sind, unterstützen Datenraten von bis zu 10 GBit/s und eine Bandbreite bis zu 500 MHz. Damit sind sie für zahlreiche anspruchsvolle Anwendungen wie etwa die Steuerung von Motoren oder die Anbindung von Industrierobotern optimal geeignet. Zu den weiteren Highlights auf der SPS IPC Drives gehören: Der Hybrid-Steckverbinder MotorMan, der eine Reihe von Applikationen für den Einsatz in Schaltschrank- und Motoranwendungen bietet. Die Klemmen der MagWire-Serie, über die sich magnetische Kabel (Kupfer, Aluminium bzw. eine Kombination aus beidem) im Antriebsbereich anschließen lassen. Die Steckverbinder der DynamicSerie für die Schaltschrankverkabelung, mit der Reihenklemmen eingespart werden. Die kompakten und robusten MicroMotor-Steckverbinder, die vor allem für kleinere Servomotoren mit einer Leistung bis zu 0,75 kW konzipiert sind. Der modulare Wire-toBoard-Steckverbinder Power Triple Lock, der auf einem Raster von 6 mm 20 A übertragen kann und mittels einer dreifachen Verriegelung ausfallsichere Verbindungen gewährleistet. Auch ein Second-Source-Abkommen für das industrielle Mini-I/O-System soll bekannt gegeben werden. // KR TE Connectivity
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Bei 5G gibt es viel zu entdecken. Wir bereiten Ihnen den Weg.



Bereits in wenigen Jahren wird der fünfte Mobilfunkstandard Realität sein. Er wird Daten bis zu 100 Mal schneller übertragen als heutige 4G-Netze. Diiese Geschwindigkeit erreicht man nicht so einfach. Wer die enormen technischeen ie die Herausforderungen meistern will, braucht tiefe Einblicke. Bei uns bekommen Sie nötige Unterstützung – und die erste und umfassendste 5G-Softwarebibliotheek der Branche. Machbarkeitsstudien werden deutlich effizienter, denn der iterativve Entwicklungsprozess bindet die gesamte 5G-Testumgebung von Keysight ein.



HARDWARE + SOFTWARE + PEOPLE = 5G INSIGHTS Unterstützung von der 5G-Simulation bis zur Verifikation Software-Plattformen und Applikationen arbeiten nahtlos mit allen unseren 5G-Instrumenten zusammen Wegbereiter für iterative Entwicklungsprozesse und mehr Geschwindigkeit zwischen Ihren 5G-Entwicklungsstufen Erste und größte 5G-Bibliothek der



Keysight 5G-Basisband Exploration Library für SystemVue Erste 5G Exploration Library der Branche für Entwickler



Keysight N7608B Signal Studio für anwenderspezifische Modulation



Keysight 89600 VSA Software



Keysight N9040B UXA Signalanalysator mit 89600 VSA Software und M1971E smart mixer



Keysight E8267D PSG Vektorsignalgenerator



Keysight DSOZ634A Infiniium Oszilloskop mit 89600 VSA Software



Keysight M8190A Arbiträrsignalgenerator Keysight M9703A HochgeschwindigkeitsDigitizer /digitaler Breitbandempfänger Keysight MIMO PXI Testlösung M9381A PXI VSG und M9391A PXI VSA - Bis zu 8x8 phasenkohärente MIMO-Messungen Keysight N5247A PNA-X Netzwerkanalysator, 67 GHz



Laden Sie unser White Paper herunter „Implementing a Flexible Testbed for 5G Waveform Generation and Analysis“ www.keysight.com/find/5G-Insight



Keysight Techn ologies Implement ing for 5G Wave a Flexible Testbed form Gene ration and Analysis



White Paper



KeysightAuthors :



Greg Jue, Application s Developme Sangkyo Shin, nt Product Marketing/ Engineer/Scientist App Developme nt



Kontakt: +49 (0)7031 464 6333 0800 6270999 (kostenfreie Rufnummer für Anrufe aus Deutschland) © Keysight Technologies, Inc. 2015



Keysight N5152A 5-GHz/60-GHz Upconverter Keysight N1999A 60-GHz/5-GHz Downconverter
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GEBÄUDEAUTOMATION



Bild: Phoenix Contact



Phoenix Contact kauft Sysmik



AN DISKRETEN LEITERPLATTENKONTAKTSTIFTEN UND-BUCHSEN UND-B UN D-BUC UCHSE HSEN HSE Roland Bent, Phoenix Contact: „Durch die Integration von Sysmik erweitern wir unser Angebot um Produkte für die Gebäudeautomation. „



Am 30.September 2015 hat Phoenix Contact die Sysmik GmbH Dresden übernommen. Sysmik ist Anbieter von Automatisierungsprodukten für die dezentrale Automation auf Basis von offenen Industriestandards, insbesondere für die Gebäudeautomation und gebäudenahe Infrastruktur. Seit 1991 vertreibt das Unternehmen Komponenten, Steuerungstechnik und Engineering-Software aus eigener Entwicklung und Fertigung. // KR Phoenix Contact



LICHTTECHNIK IN DER FAHRZEUG-OBERKLASSE



Bild: BMW



Ein Lichtteppich für den Fahrer



ÜBER 800 BAUFORMEN UND VARIANTEN AUF LAGER



Sie haben noch nicht gefunden was Sie lung benötigen? Schnelle Prototypenentwicklung und kundenspezifische Lösungen sind unsere Spezialität.



Lichtteppich für den Fahrer: Im Einstiegsbereich des 7er BMW der Oberklasse projizieren Mikrolinsen eine Lichtfläche von 4 m².



PATENTSTREIT



Google und MS einigen sich



www.mill-max.com Follow us MillMaxMfg



Like us Mill-Max Mfg. Corp.



Fraunhofer-Institut IOF



Bild: Google



Einsetzbar in Anwendungen mit hohen Sc Schock und Vibrationsbelastungen. Mill-Max gedrehte Präzisions Pins und Buchsen sind erhältlich in Durchmesser Durchmessern von 0.008" (0.20mm) bis 0.25" (6.35mm). Die Buchsen verfügen entweder über einen Vier- oder Sechsfinger Kontaktclip Vier Kon aus Beryllium Kupfer oder Beryllium Nickel für Hochtemperaturanwendungen. Diese sichern eine zuverlässige Verbindung auch unter erschwerten Bedingungen.



Im aktuellen 7er BMW empfängt ein Lichtteppich den Fahrer. Spezielle Mikrooptiken des Fraunhofer-Instituts IOF aus Jena erzeugen ein strahlenförmiges Lichtmuster. Das Lichtmodul ist auf der Fahrerseite an der Schwelle zum Fahrzeugboden angebracht. Die IOF-Experten bauen die Projektoren nicht nur klein, sondern ordnen sie in einem Array an, die einer wabenförmigen Struktur ähnlich ist. Damit lässt sich die Lichtstärke anpassen. // HEH



Google-CEO Sundar Pichai: Zum Amtsantritt hatte ihm Microsoft-Chef Satya Nadella gratuliert – ein erstes Anzeichen der Entspannung.
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Die beiden amerikanischen ITGiganten Google und Microsoft haben eine gemeinsame Erklärung herausgegeben, wonach sie „Einigkeit in den Patentfragen“ erzielt hätten. Die Patentverfahren zwischen beiden Unternehmen werden damit eingestellt. Wie Bloomberg berichtet, standen Microsofts Videospielsystem Xbox und die Smartphone-Sparte von Motorola, die zeitweise zu Google gehörte, im Fokus der Streitigkeiten. // FG Google, Microsoft
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mouser.de
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ENTWICKLERPLATTFORM



Bild: Green Hills Software



Green Hills stellt Multi 7 vor



Multi 7: Die integrierte Entwicklungsumgebung verfügt über zahlreiche Funktionen, die die Entwicklerproduktivität steigern sollen.



Mit der Entwicklungsumgebung Multi 7 legt Green Hills Software den Fokus auf die Integration von Multicore-Debuggingfunktionen sowie auf die Steigerung der Produktivität der Entwickler. Die Entwicklersuite erhält viele Verbesserungen, die die Konfiguration des Debuggers erleichtern. Für Entwickler soll sich das Multicore-Debugging somit ähnlich einfach darstellen wie das Debuggen von Ein-Kern-Prozessoren. // FG Green HIlls Software



VERBINDUNGSTECHNIK



TE Customer Experience Center TE Connectivity (TE) hat am 21. September 2015 ein Customer Experience Center in Darmstadt eröffnet.Der Fokus liegt auf Anwendungen und Lösungen im Bereich Automation & Control. Kunden können in dem interaktiven Raum Anwendungen, Produkte und Lösungen hautnah erleben. Darüber hinaus bietet der Arbeitsbereich die Möglichkeit, sich über potentielle Projekte und Innovationen auszutauschen. // KR



TE Connectivity: Ansicht des neuen TE Customer Experience Center in Darmstadt, Deutschland.



TE Connectivity



SERVICE-DATENBRILLE



Bild: WHZ



Virtual Reality in der Industrie



Optische Hilfe: Die an der Westsächsischen Hochschule Zwickau entwickelte Datenbrille ist für die Anwendung im Servicebereich ausgelegt.



Mit Datenbrillen lassen sich komplizierte Wartungsarbeiten erleichtern. Der Haustechniker nutzt die erweiterte Realität und kann mit einem zugeschalteten Spezialisten eine Maschine warten. Die Fakultät Elektrotechnik der WHZ (Westsächsische Hochschule Zwickau) hat mit ihrem Würzburger Kooperationspartner KBA-Digital & Web Solutions (KBA) eine Service-Datenbrille entwickelt, die Fehler in Druckereien beheben kann. // HEH WHZ
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ELEKTRONIKSPIEGEL // BRANCHEN & MÄRKTE



ROBOTER-WELTSTATISTIK 2015



CONNECTED CAR



Roboterindustrie gibt weiter Gas



Bild: Business Insider
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200 in Millionen Einheiten



Bild: Messe München



Trend geht zum vernetzten Auto kumuliertes jährliches Wachstum bei vernetzten Autos
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■ Mit eingebauter Vernetzung ■ Aktive Benutzer S = Schätzung
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IT-Investitionen schrumpfen Die weltweiten IT-Ausgaben werden 2015 rund 2,69 Billionen Dollar betragen, was einem Rückgang um 3,5 Prozent im Vergleich zu 2014 entspricht. Das prognostiziert das IT-Beratungsunternehmen Gartner. Hauptgrund für den Rückgang ist der steigende Dollarkurs.



Wachstum bei Elektromotoren fürs Auto Elektromotoren für automobile Zwecke erleben in den kommenden Jahren einen Aufschwung. Laut IHS wird der globale Markt im Jahr 2019 auf 30 Milliarden Dollar wachsen. Zum Vergleich: 2014 waren es 25 Milliarden Dollar.



Erholung im Leiterplattenmarkt Der Umsatz der Leiterplattenhersteller ist im Juli gegenüber dem Juni um sieben Prozent angestiegen. Dies berichtet der ZVEI-Fachverband PCB and Electronic Systems. Im Vergleich zum Juli des Vorjahres betrug der Anstieg knapp ein Prozent.
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2017S



2018S



2019S



2020S



Das Internet drängt auch ins Automobil: 2020, so schätzt Business Insider in einer Studie, werden weltweit rund 220 Millionen vernetzte Autos über die Straßen rollen. Das jährliche Wachstum der verkauften Einheiten wird demnach im Schnitt bei 45 Prozent liegen. Allerdings wird nur eine Minderheit diese Dienste aktiv nutzen: 2020 sollen es rund 88 Millionen Menschen sein. // FG



3-D-DRUCKER



Quelle: Gartner



Einsteigergeräte nähren den Boom %
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Die Exporte der deutschen Elektroindustrie haben zu Beginn des zweiten Halbjahres 2015 kräftig zugelegt. Im Juli kamen sie auf 14,8 Milliardeb Euro und übertrafen damit den Vorjahreswert um acht Prozent. Der ZVEI sprach von dem höchsten jemals in einem Juli erreichten Exportwert.
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Elektro-Exportrekord im Juli
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Abwarten: 2020 werden etwa 220 Millionen vernetzte Autos unterwegs sein. Aber nur etwa 88 Millionen Menschen werden sie aktiv nutzen.



hr li



Absatzvolumens entfallen auf China, Japan, USA, Südkorea und Deutschland. Wichtigster Treiber sei die Automatisierung des Automobilsektors und der Elektro- und Elektronikindustrie, so Arturo Baroncelli, Präsident der International Federation of Robotics bei der Vorlage der Roboter-Weltstatistik. // FG



Jä



„Ich geb' Gas! Das macht Spaß!“ – so trällerte 1982 der NeueDeutsche-Welle-Star Markus. Das tut auch die Roboterindustrie: Bis 2018 wird der Absatz von Industrierobotern weltweit pro Jahr im Schnitt um 15 Prozent wachsen. Die verkauften Einheiten verdoppeln sich fast auf rund 400.000 Stück. 70 Prozent des
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Aufschwung: Die Zahl der weltweit verkauften 3-D-Drucker wird sich bis 2019 pro Jahr mehr als verdoppeln.



Die Zahl der weltweit verkauften 3-D-Drucker wird 2016 im Vergleich zum laufenden Jahr um 103 Prozent wachsen. In den Jahren bis 2019 wird sich die Zahl der ausgelieferten Einheiten pro Jahr dann jeweils weiter verdoppeln, so die Prognose von Gartner. Vor allem das Segment der Einsteigergeräte treibt den Boom voran – so werden 3-DDrucker etwa für Schulen erschwinglich. // FG



Weitere Marktzahlen finden Sie unter: www.elektronikpraxis.de/Marktzahlen
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Simple, Easy Solutions



Low Iq? Longer Life! “MPQ4430” – Perfect Solution for Automotive E-Call Systems! VIN 3.5V to 36V VIN



EN



BST



VOUT 5V



SYNC



SW GND



PHASE



MPQ4430



FB



5V



OFF ON



FREQ



VCC



PG



BIAS



SS



36V, 3.5A, Low Iq, Synchronous Step-Down Converter Key Features



Efficiency vs. Load Current



• Very High Efficiency at Low Current – 3.5A Peak Current to Support Strong TX Burst



100



• 350kHz to 2.5MHz Programmable Switching Frequency



96



• 10μA No Load Operating Input Current
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• Low EMI • AECQ-100 Grade-1



Efficiency (%)



• Low Dropout Mode to Support Start-Pulse
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VIN = 12V VIN = 24V VIN = 36V
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Applications • Automotive Systems • Industrial Power Systems
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Load Current (A)



Please email “[email protected]” for more information.



www.monolithicpower.com © 2015 Monolithic Power Systems, Inc. Patents Protected. All rights reserved.



Follow us on:
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Bild: © XtravaganT - Fotolia.com



SERVICE // ONLINE



LESERMEINUNGEN ZU



Wie junge Ingenieure über Analogtechnik denken Angehende Elektroingenieure interessieren sich häufig für Digitaltechnik und Software. Auf Elektronikpraxis Online kommen junge Ingenieure von Analog Devices zu Wort, berichten über ihren Alltag, Erwartungen und berufliche Perspektiven. Es ist immer wieder interessant, den wiederkehrenden Irrglauben von der Digitaltechnik und die Besinnung auf die Analogtechnik zu beobachten. Bereits in den 70er-Jahren kam es bei immer schneller werdender TTLTechnik zu Problemen mit reflektierten Wellen, Einflüssen von Pulsströmen auf Masseleitungen und ähnlichem. Die Effekte waren analoger Natur. Jedes einzelne Rechtecksignal ist ein riesiges Spektrum analoger Wellenzüge. Gemeinerweise verhält es sich auch so. Ach, da ist ja nur ein Kilohertz drauf, ist der übliche Trugschluss. Davon können die Störungen im Hochfrequenzbereich nicht kommen. Denkste, stimmt aber nicht. Jeder Sensor hat als Eingangsgröße ein Analogsignal, auch wenn der Wandler gleich integriert ist. Jedes Oszilloskop misst analog und oft bis in den Gigahertz-Bereich. Nur so kann man die Schmutzeffekte
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der angeblich digitalen Signale erkennen. Man sehe sich nur mal ein Augendiagramm an. Digitaltechnik ist viel einfacher zu begreifen, wenn man sie vom analogen Standpunkt angeht. Leider werden die alten Analogen immer weniger und in 50 Jahren werden vermutlich analoge Effekte in den Bereich der Esoterik eingeordnet. In ferner Zukunft gräbt man dann alte Bücher und Festplatten aus dem Müll, um altes Allgemeinwissen wiederzubeleben und zu verstehen. So wie Omas Strick- und Backkünste auch. (von einem alten Analogen aus Hofheim) Dank der jungen Digitalen hatten die Analogen die letzten zwanzig Jahre ein paradiesische Leben mit kleinen Mängel. Ich bin in der Zeit groß geworden, wo die Elektronen im Vakuum sortiert wurden. Durfte dann mittels Analogtechnik aus KW aufgenommener Leistung mittels Analogtechnik nach x Nanowatt Nutzsignal fanden. Die Anforderungen waren sehr breitbandig und vielseitig. Man musste sowohl Hochfrequenztechnik beherrschen als auch den Kirchhoff und das Ohmsche Gesetz nicht nur wahr genommen haben son-



dern auch praktisch anwenden, wollte man Erfolg haben. Viele dieser Kenntnisse wurden ab dem Zeitpunkt, als die jungen digitalen Führungskräfte in Amt und Würden kamen, nicht mehr gebraucht. Es wurde alles digital geregelt. Als Analoger bekam man nur noch eine Arbeitsgelegenheit, wenn die jungen Digitalen das Budget und die geplante Zeit fast verbraucht und das Feld unter Zurücklassung eines großen Haufens ungelöster Aufgaben verlassen hatten. Solche Verhältnisse führen dazu, das man sich als Analoger umorientiert. Von den Erfahrungen in der analogen Welt habe ich jedoch immer profitieren können. So fein und präzise wie in der Analogtechnik gedacht werden muss, kann es die Digitaltechnik kaum erreichen. Denn alles Silizium auf dieser Welt wird nicht ausreichen, die in der Digitaltechnik systemisch bedingte Auflösungsunschärfe aufzuheben. (vom analogen Urgestein) Als ich vor knapp 50 Jahren beruflich anfing, war Hochfrequenz etwas für Spezialisten und man näherte sich dieser Disziplin oft und gern über den Amateurfunk. Im Zuge der oft miss-



verstandenen Digitaltechnik (ein Prozent reicht mir, aber 16 Bit solltens schon gern sein) wurde diese Disziplin dann zur neuen Verheißung und in diesem Zusammengang wurden auch schon einmal alle analogen Fossile entsorgt oder zumindest in die Ecke gestellt, wo sie ja wegen der überholten Technik schließlich hingehörten! So die Meinung, bis man völlig erschrocken feststellte, dass man über eine Kupferleitung nicht nur die von der Telekom propagierten 2,4 kHz rüber bekam. Weitere Erkenntnis: Digital ist ganz und gar nicht immer rechteckig, sondern richtig oberwellig und bockig, manchmal. Also etwas für die HF-Fossile. Und so führen beide Disziplinen ein koexistentes Dasein. Interessant ist die Betrachtung, welche der technischen Ansätze uns größere Vorteile oder Nachteile beschert. Der Satz 'Analog ist das neue Bio' macht die Runde und jeder mag sich seine Gedanken dazu machen, ob uns die digitale Dauerberieselung mit Ablenkungsmüll und der Anspruch ständiger Erreichbarkeit dem Wohlbefinden ein Stück näher gebracht haben. (Uwe Knüpfer) Kommentare red. gekürzt
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DIE FACHMESSE FÜR INDUSTRIELLE DRUCKTECHNOLOGIE



S P E Z I A L D R U C K • S I E B D R U C K • D I G I TA L D R U C K • I N K J E T - D R U C K • 3 D - D R U C K



INNOVATIVE DRUCKTECHNOLOGIE FÜR DIE ELEKTRONIKFERTIGUNG



10.–12. NOV. 2015 // MESSE MÜNCHEN HALLE A6, EINGANG OST // PARALLEL ZUR PRODUCTRONICA
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VERANSTALTER: FM BROOKS, TEIL DER MACK BROOKS EXHIBITIONS GROUP



SERIE // SCHALTUNGSTIPP



Einstellbare Stromquelle für Ströme bis 3 Ampère THOMAS TZSCHEETZSCH *



Der ADA4084-1 ist als Impedanzwandler (Spannungsfolger) geschaltet und dient als Feedback-Schleife. Durch die Verwendung eines Rail-to-Rail-Verstärkers ist es möglich, einen sehr kleinen Lastwiderstand einzusetzen. Bei Verwendung eines Verstärkers ohne Rail-to-Rail-Eigenschaft ist eine negative Versorgung des Verstärkers erforderlich – oder es muss für einen Spannungsabfall über RLOAD gesorgt werden, der groß genug ist, um den Operationsverstärker im vorgesehenen Eingangsspannungsbereich zu betreiben. Die Berechnung des Stromes I0 durch den Widerstand RLOAD erfolgt nach Gleichung 1. UREF I0 =



Bild 1: Stromquelle mit Sollwertvorgabe über einen DAC



S



tromquellen sind in der Industrie weit verbreitet. So sind sie in Schaltungen zur Temperaturmessung, in Schaltungen mit LEDs oder in den Stromschleifen mit 4 bis 20 mA zu finden. Der Aufbau ist ganz verschieden, man findet Sie in ∑-∆-Wandlern (meist einstellbar von einigen µA bis zu 1 mA), in LED-Treibern (einige mA bis zu A) oder diskret aufgebaut. Am häufigsten findet man diese Quellen in der Ausführung als Stromsenke. Damit ist die Last zwischen +US und der Stromsenke zu platzieren. Dies ist jedoch nicht immer möglich, da manche Last Bauart bedingt gegen Masse arbeitet. Dadurch ist es erforderlich, die Schaltung als Stromquelle auszuführen. Die folgende Schaltung beschreibt eine einstellbare Stromquelle für Ströme bis 3 A (je nach Lastwiderstand), die auf teure Widerstände am Operationsverstärker verzichten kann, da diese bereits integriert sind. Größere Ströme sind möglich, wenn man andere Transistoren / MOSFETs benutzt. Zu beachten ist hierbei die Treiberleistung des AD8276, die ±15 mA beträgt, bzw. die Begren-



* Thomas Tzscheetzsch ... arbeitet als Senior Field Application Engineer bei Analog Devices in München.
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zung der kapazitiven Last, zumindest für dynamische Anwendungen, auf 200 pF. Für relativ statische Anwendungen sind auch größere kapazitive Eingangsimpedanzen der Transistoren möglich. Simulationen haben gezeigt, dass die Verwendung der Schaltung auch mit MOSFET mit Eingangskapazitäten von mehr als 1000 pF keine Veränderung der Ausgangssignale bewirkt. Die Last gegen Masse kann sich hierbei im Bereich von 1 mΩ bis 200 Ω bewegen, eine Versorgungsspannung von 30 V ist möglich. Die einstellbare Spannung an +IN des AD8276 ist für die Größe des Stroms I0, der durch den Lastwiderstand fließt, verantwortlich. In dieser Schaltung wird die Spannung UREF durch den 16 Bit DAC AD5761-R, der eine interne Referenz-Spannungsquelle besitzt, erzeugt. Die ausgegebene Spannung kann bis zu 20 V betragen, was einen großen Freiheitsgrad bei der Dimensionierung der Widerstände R1 und RLOAD gewährt. Der invertierende Eingang –IN liegt direkt an Masse. Die internen Widerstände an den Eingängen sowie am SENSE- und REF-Pin sind alle gleich groß und mit einem Laser abgeglichen. Dies führt dazu, dass die Spannung über R1 gleich der Spannung an +IN ist. Daraus ergibt sich der Strom I0, der dem Verhältnis von UREF / R1 entspricht.



 RF 2 RF 1 RF 2  + ⋅  RG 2 RG 1 RG 2 



 R  R R  R1 1 + F 2 + RLOAD F 2 − F 1  RG 2   RG 2 RG 1 



(Gl. 1)



Durch die enge Toleranz der internen Widerstände des AD8276 kann die Berechnung auf folgende Formel reduziert werden: I0 = UREF/R1 (Gl. 2) Die Vereinfachung der Gleichung ergibt sich aus der großen Genauigkeit der internen Widerstände, die alle den gleichen Wert haben. Dadurch ist auch der Einfluss des Lastwiderstandes gleich Null – wenn im Feedback-Zweig ein Rail-to-Rail-Verstärker eingesetzt wird. Die Genauigkeit des eingestellten Stroms hängt damit von dem Verstärkungsfehler des AD8276 und von der Genauigkeit von R1 sowie der eingestellten Spannung UREF ab. Der AD8276 ist mit einem maximalen Verstärkungsfehler von 0,02% verfügbar, der Fehler von R1 kann herauskalibriert werden. Durch den großen Strombereich und die hohe Genauigkeit ergeben sich viele Anwendungsgebiete bis zur Ansteuerung von 100-W-LED-Modulen. Für Ströme bis 15 mA kann ganz auf den Transistor verzichtet werden. Mit dem Einsatz eines zusätzlichen Operationsverstärkers (Impedanzwandler) am Ausgang des AD8276 können auch größere Transistoren angesteuert werden. Allerdings ist die Verlustleistung der analogen Regelung hoch (digitale Regelschleife mit PWM-Ansteuerung des Transistors nutzen). // KR Analog Devices +49(0)89 769030
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Professionelle Qualität zu attraktiven Preisen!



2x 1. Platz in der Kategorie „Produktverfügbarkeit“ in den Produktbereichen „Optoelektronik / Displays“ und „Passive Bauelemente“.



Jetzt kostenlos anfordern! Katalog 01|2016 45 Jahre Erfahrung 9über schneller 24-Std.-Versand 9über 50.000 Produkte am Lager 9kein Mindermengenzuschlag 9



Elektronik-Distributor des Jahres 2015



Schaltuhr steuern per Smartphone



Reedrelais Dual-In-Line



Dank der NFC (Near Field Communication) und der App „FINDER Toolbox“, die auf Google Play kostenlos zum Download bereitsteht, können Sie diese Zeitschaltuhren über ein NFC-fähiges Smartphone programmieren.



mit Diode IC-Pin kompatibel umpresste DIP-Version niedrige Bauform 1A DIP 7212-D 5V DIP 7221-D 12V



1,18 2,14



Programmierung über „Smart“ mit NFC oder „Classic“ mit dem Joy-Stick LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung Joystick-Programmierung 1 Wechsler für 16 A Kontaktmaterial AgSnO2 Anschlussspannung 230 V AC Tages-und Wochenprogramm mit 6 Jahren Gangreserve automatische Sommerund Winterzeitumschaltung
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weltweit kleinstes Relais 1 Schließer 0,5 A
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Finder Koppelrelais Fertig montierte Koppelrelais für den Verteilereinbau mit LED-EMV-Modul und (De-) Montagebügel. FIN 48.31.8 24V FIN 48.52.8 24V FIN 48.31.8 230V FIN 48.52.8 230V
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jetzt abonnieren!
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Steckrelais, 2x UM



Abbonieren und proﬁtieren



RM 5,0 mm 2 Wechsler, 250 V / 8 A



Neuheiten beste Angebote



FIN 40.52.9 24V FIN 40.52.9 12V FIN 40.52.8 230V



Preisreduzierungen



Jetzt bestellen! Bestell-Hotline:
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Lieferung ohne Smartphone!
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Jetzt bestellen!
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MESSTECHNIK // TEC DATES



So stimmen Sie den Spektrumanalysator richtig ab Im dritten Teil unserer Serie zur Spektrumanalyse zeigen wir Ihnen, wie der Spektrumanalysator richtig abgestimmt wird. Eine entscheidende Rolle spielt dabei der Lokaloszillator. KLAUS HÖING *



N



ach den Grundlagen der Spektrumanalyse und den Aufbau eines Spektrumanalysators geht es im 3. Teil um das Abstimmen des Spektrumanalysators. Dabei handelt es sich um ein Zusammenspiel zwischen Komponenten wie Mittenfrequenz des Zwischenfrequenzfilters, dem Frequenzbereich des LOs und der Eingangsfilter-Bandbreite. Von allen Mischprodukten, die nach dem Mischer auftauchen, bilden die beiden mit der größten Amplitude die Frequenz-Summe bzw. die -Differenz aus dem Eingangssignal



Bilder: dataTec/Keysight



* Klaus Höing ... ist für die Öffentlichkeitsarbeit bei dem Messtechnik-Distributor dataTec in Reutlingen zuständig.



und LO- (Lokaloszillator-)Signal. Das Messsignal muss so im Frequenzband sein, dass es über oder unter der Frequenz des LOs liegt, so dass eines der Mischprodukte den Durchlassbereich des Zwischenfrequenzfilters trifft. Anschließend wird der Mischproduktanteil angezeigt.



Von der LO-Frequenz und dem Zwischenfrequenzfilter Die LO-Frequenz und der Zwischenfrequenzfilter müssen so gewählt werden, dass der gewünschte Frequenzbereich des Analysators erreicht wird. Ein Beispiel: Gefordert ist ein Analysator-Bereich von 0 Hz bis 3,6 GHz. Zuerst wird es mit einer Zwischenfrequenz von 1 GHz versucht. Nachdem die Zwischenfrequenz innerhalb des Frequenzbereiches des Analysators bis 3,6 GHz liegt, liefert der Mischer bei einem Eingangssignal von 1 GHz ein mit der Amplitude konstantes Mischprodukt bei der Zwischenfrequenz von 1 GHz.



Das Ergebnis ist ein Sonderfall im Frequenzbereich, bei dem keine Signale beurteilt werden können, da die Amplitudenantwort unabhängig von der Frequenz des LOs ist. Wird dagegen die Zwischenfrequenz außerhalb der Bandbreite des Analysators gewählt, liegen die jeweiligen Mischprodukte innerhalb der Bandbreite des Analysators, ohne in den Konflikt mit der Frequenz des LOs zu kommen. Die Spektrumanalysatoren der X-Serie von Keysight bieten eine Bandbreite bis 3,6 GHz (von 0 Hz an Eingangssignale lassen sich nicht messen). Der LO kann von 3,8 bis 8,7 GHz durchgestimmt werden und die Zwischenfrequenz liegt bei einem Wert von ungefähr 5,1 GHz. Mit den MischerGleichungen fsig = fLO – fZF [Gleichung 1] und fsig = fLO + fZF [Gleichung 2]. Die Tabelle auf der nächsten Seite zeigt, welche Eingangsfrequenzbereiche von dem Tiefpassfilter unterdrückt werden müssen. Der Mischer liefert zwei Mischanteile [Gleichung 2]. Erreicht der LO durch wobbeln die Frequenz von 3,9 GHz und auch Eingangsfrequenzen >8,9 GHz werden auf eine Zwischenfrequenz heruntergemischt. Das führt zu Messfehlern. Daher kommt dem Tiefpassfilter oder auch Preselector eine besondere Bedeutung zu. Dieser filtert den Frequenzbereich um 5,1 GHz und von 8,9 bis 13,8 GHz heraus. Für einen EinseitenbandSpektrumanalysator muss die Zwischenfrequenz über Spektrumanalyse: Im dritten Teil unserer Serie zeigen wir Ihnen, wie der Spektrumanalysator richtig abgestimmt wird.
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You CAN get it... Hardware und Software für CAN-Bus-Anwendungen…



PCAN-USB FD CAN-FD-Adapter für USB 2.0 mit galvanischer Trennung inkl. einer Software zum Senden, Empfangen und Aufzeichnen von Nachrichten sowie zur Messung der Buslast.



Bild 1: Mit mehreren in Reihe geschalteten Mischerstufen erreicht man Zwischenfrequenzen im unteren Frequenzbereich.



285 €



der maximalen Eingangsbandbreite des Spektrumanalysators liegen. Der LO muss wobbelbar sein: Von der Zwischenfrequenz bis zur Frequenzsumme aus Zwischenfrequenz plus maximaler Messbandbreite des Spektrumanalysators. In diesem Fall betragen die Frequenzen 5,1 bis 8,7 GHz. Zudem muss ein Tiefpassfilter eingebaut sein, das Frequenzen um die ZF als auch darüber unterdrückt. Um eng benachbarte Signale zu detektieren, bieten einige Spektrumanalysatoren eine Zwischenfrequenzbandbreite von 1 kHz, 10 Hz bis 1 Hz. Solche schmalbandigen Filter bei einer Mittenfrequenz von beispielsweise 5,1 GHz herzustellen ist äußerst schwierig. Abhilfe schafft man, indem man mehrere Mischerstufen mit den entsprechenden LOs kaskadiert (Bild 1). Nicht eingezeichnet sind weitere Blöcke, wie Verstärker vor allem nach der letzten Mischerstufe, wonach hier logarithmische Verstärker und AD-Wandler zum Einsatz kommen.



Zwischenfrequenz als Eingangssignal von 0 Hz Manche neuere Spektrumanalysatoren haben einen LO mit einer Frequenz, die sogar kleiner ist als die Zwischenfrequenz. Ein Umstand, der in der bisherigen Betrachtung als
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nicht möglich dargestellt wurde. Damit auch die 0 Hz eingeschlossen sind wird, wenn der LO die Zwischenfrequenz erreicht, die Zwischenfrequenz durch das System als ein Eingangssignal bei 0 Hz dargestellt. Diese Antwort des Durchschleifens der LO-Frequenz führt dazu, dass die Signalanalysatoren einen Frequenzbereich darstellen können, der sogar die 0 Hz einbezieht. Nach der Mischerstufe und dem Zwischenfrequenzfilter wird das Zwischenfrequenzsignal verstärkt. Mit ihm lässt sich die Gesamtverstärkung so einstellen, dass der Referenzpegel immer am oberen Rand des Messgitters eingestellt werden kann, ohne dass sich die Signalverhältnisse am Mischer ändern. Bei veränderter Verstärkung verändert sich die Anzeige des Referenz-Pegels. Der Referenzpegel soll sich jedoch nicht ändern, wenn der Eingangsabschwächer verändert wird. Daher ist der Eingangsabschwächer mit der Verstärkungseinstellung des Zwischenfrequenzverstärkers gekoppelt. Eine Änderung des Eingangsabschwächers führt durch die Kopplung zu einer Verstärkungsänderung und die vertikale Lage der Messsignale bleibt unverändert. // HEH dataTec



Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt., Porto und Verpackung. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



Tabelle: Durch den Mischer entstehen Signalfrequenzanteile, die durch das Eingangsfilter unterdrückt werden müssen. Dabei sind die grünen Angaben gewollt und die roten unsinnig und müssen vom Eingangsfilter unterdrückt werden.



PCAN-miniPCIe CAN-Interface mit galv. Trennung für PCI Express Mini-Steckplätze. Als Einund Zweikanalkarte erhältlich. ab



220 €



PCAN-Explorer 5 Universeller CAN-Monitor, Tracer, symbolische Nachrichtendarstellung, VBScript-Schnittstelle, erweiterbar durch Add-ins (z. B. Instruments Panel Add-in). ab



450 €



www.peak-system.com



+49(0)7121 515010
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Otto-Röhm-Str. 69 64293 Darmstadt / Germany Tel.: +49 6151 8173-20 Fax: +49 6151 8173-29 [email protected]



LEISTUNGSELEKTRONIK // HOCHVOLT-IPD



TITELSTORY Verbraucher wollen in ihren Haushalten energieeffiziente und umweltfreundliche Geräte. Ein höherer Wirkungsgrad, geringere Betriebskosten und ein leiserer Betrieb ergeben sich bereits mit elektronisch geregelten bürstenlosen Motoren. Nun folgt der nächste Schritt hin zu noch effizienteren und leiseren Geräten. Qualitativ hochwertigere Motoren mit sinusförmiger Ansteuerung machen dies möglich. Benötigt werden neue Motor-Controller, die fortschrittliche intelligente Leistungselektronik mit neuesten IGBT- oder MOSFET-Bausteinen enthalten. Das Aufkommen von Multi-Chip- und monolithischen HV-IPDs hat die Gegebenheiten bei der Antriebssteuerung verändert.
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Sinusförmig ansteuern – der Weg zu niedrigen Verlusten bei HV-IPDs Bei drehzahlgeregelten Antrieben sind jetzt höherer Wirkungsgrad und leiserer Betrieb gefordert. Qualitativ höherwertige Motoren und entsprechende sinusförmige Ansteuerung helfen bei der Umsetzung.



Bilder: Toshiba Electronics



GEORGES TCHOUANGUE *



Bild 1: Grundlegende HV-IPD-Funktionen und Anschluss an einen BLDC-Motor.



D



as Gehäuse eines HV-IPD-Bausteins (High-Voltage Intelligent Power Device) enthält Leistungsschalter, Treiber und Schutzschaltkreise zur Ansteuerung von Gleichstrommotoren. Damit vereinfacht sich das Design, die Zuverlässigkeit steigt und die Gesamtgröße des Systems verringert sich. Bild 1 stellt die grundlegenden HV-IPDFunktionen dar und zeigt, wie der Baustein mit nur wenigen externen Komponenten an den Motor angeschlossen wird. Der HV-IPD kann ein Modul mit mehreren Chips sein, das getrennte High-Voltage- und



* Georges Tchouangue ... ist Chief Engineer Discrete Marketing – Power Semiconductors bei Toshiba Electronics Europe, Düsseldorf.
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Logik-Komponenten kombiniert. Alternativ ermöglicht die SOI-Technik (Silicon On Insulator), dass sämtliche Schaltkreise auf einem einzigen Chip untergebracht werden können. In diesem Fall ist eine isolierende Siliziumdioxid-Schicht und Trench-Isolation notwendig, damit CMOS/DMOS-Schaltungen und IGBTs nebeneinander auf dem gleichen Substrat existieren können, ohne sich gegenseitig zu stören. Das Aufkommen von Multi-Chip- und monolithischen HV-IPDs hat die Gegebenheiten bei der Antriebssteuerung verändert. Entwickler verbauen zunehmend hochwertige bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDCs) in kostengünstige Produkte wie Haushaltsgeräte und Klimaanlagen. Im Vergleich zu bürstenbehafteten Motoren, die eine einfache spannungsabhängige Drehzahlregelung er-



lauben, aber hohen Verschleiß, schlechten Wirkungsgrad und hohe Geräuschentwicklung aufweisen, bieten BLDCs einen höheren Wirkungsgrad, leiseren Betrieb, sind weniger wartungsanfällig und sind zuverlässiger.



Trapez- oder sinusförmige Ansteuerung? Wie Bild 1 zeigt, ist der HV-IPD die letzte Stufe bei der Stromzufuhr an die Ständerwicklungen. Damit wird ein Drehmoment erzeugt: dies wirkt gegen das elektromagnetische Feld (Gegen-EMK), das in den Wicklungen als Funktion der Läuferposition induziert wird. Bei der Läuferbewegung kann das Gegen-EMK-Signal entweder sinus- oder trapezförmig sein und hängt ab von der Form und Magnetisierung der Läufermagneten, der Luftlücke zwischen Läufer und Ständer,
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Bild 2: Ein trapezförmiges Signal (links) und das sinusförmigen Signal (rechts).



dem Ständeraufbau und der Art, wie die Wicklungen in die Ständernuten verbaut sind. Bild 2 stellt Beispiele dieser Signalformen dar. Die trapez-/rechteckförmige Ansteuerung basiert auf einer 120°-Steuerung über Hall-Elemente, mit denen die Rotorposition bestimmt wird (Bild 1). Die sinusförmige Ansteuerung fußt auf einem 180°-Wicklungsstrom und einem Mikrocontroller (MCU) oder Motorsteuerungs-IC (Bild 3).



Die richtige Wahl des HV-IP: Der HV-IPD enthält Gate-Steuerschaltkreise und die Strombrücke, die U-, V- und W-Signale zur Steuerung des Motors erzeugen. Die von der MCU (Mikrocontroller) oder dem MCD (Motor-Control Driver) berechneten PWM-Signale dienen als Input. Schutzschaltkreise wie Überstromschutz, Abschaltung bei Unterspannung und Übertemperatur sind bereits integriert. Bild 3 beschreibt die internen HV-



IPD-Funktionen und den Anschluss an die MCU. Halbleiterhersteller bieten HV-IPDs für verschiedene Anwendungen. Als drehzahlgeregelte Antriebe auch im Konsum-Markt (beispielsweise in Haushaltsgeräten) eingeführt wurden, waren HV-IPDs mit Logikschaltkreisen zur Erzeugung trapezförmiger Steuersignale von einem PWM-Eingangssignal und mit einer Strombrücke aus HighVoltage-IGBTs und zugehörigen FRDs (FastRecovery Dioden) ausgestattet. Toshiba hat eine Serie von HV-IPDs für die trapezförmige Ansteuerung entwickelt, darunter den TPD4151K und TPD4142K. Diese basieren auf SOI-Technik und vereinen Low-Voltage GateAnsteuerung sowie Schutzschaltkreise auf einem Chip zusammen mit den High-VoltageIGBTs und FRDs. Die integrierten IGBTs bieten eine niedrige Durchlassspannung, was zu einem hohen Wirkungsgrad führt. Diese Art von HV-IPDs eignet sich sehr gut zur trapezförmigen Ansteuerung kleiner Motoren in Anwendungen mit geringer Leistungsaufnahme wie etwa Luftreiniger.



Sinusförmige Ansteuerung bei hoher Leistung



Bild 3: Antriebssteuerung mit Mikrocontroller (MCU) und Hochvolt-IPD.



„Wünsche der Konsumenten sind stets eine Herausforderung. Dementsprechend ändern Hochvolt-IPDs die Gegebenheiten bei der elektrischen Antriebssteuerung.“ Georges Tchouangue, Toshiba Electronics
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Der zunehmende Einsatz von Motoren mit sinusförmiger Ansteuerung verlangt entsprechende HV-IPDs. Dies trifft vor allem auf Anwendungen mit hoher Leistungsaufnahme zu (etwa Spülmaschinen und Klimaanlagen mit Außeneinheiten), die große Motoren verwenden und deshalb für eine Sinus-Gegen-EMF einfacher zu entwickeln sind. Die HV-IPDs TPD4123K, TPD4144K und TPD4135K für sinusförmige Ansteuerung liefern eine maximale Betriebsspannung bis 450 V und eine maximale Gleichstrombelastung von 1 A, 2 A bzw. 3 A. Die Bausteine enthalten sechs 500-V-IGBTs und die zugehörigen FRDs
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Bild 4: Neueste Hochvolt-IPDs für die sinusförmige Ansteuerung minimieren die Verluste.



zusammen mit Schutz-, Logik- und Treiberschaltkreisen in Toshibas SOI-Technologie. Vor kurzem hat Toshiba den TPD4204F für eine sinusförmige Ansteuerung vorgestellt. Im Gegensatz zu den vorherigen monolithischen HV-IPDs steht damit ein Multi-ChipBaustein mit sechs einzelnen 600-V-MOSFET-Chips (mit integrierter Anti-ParallelDiode) und einem IC mit Logik- und Schutzschaltkreisen in einem 30-Pin-SMD-Gehäuse (SOP30 mit 20 mm x 11 mm x 2 mm) zur Verfügung. Die 600-V-MOSFETs bieten im Vergleich zu IGBT-basierten Treibern mehr Sicherheitsspielraum über der maximalen Betriebsspannung und erlauben ein kleineres SMD-Gehäuse. Mit der SMD-Technik vereinfacht sich die Montage der Module durch den automatisierten Pick-and-Place-Produktionsprozess. Die MOSFETs stammen aus Toshibas HSD-Serie (High-Speed Diode). Sie enthalten Body-Dioden mit schneller Sperr-Erholzeit und überzeugen im Vergleich zu herkömmlichen Leistungs-MOSFETs durch einen höheren Wirkungsgrad. Der neue Aufbau des Bausteins senkt den Wärmewiderstand nun auf 15 °C/W, was zu einer geringeren Wärmentwicklung als bei DIP-Gehäusen (Dual In-Line Package) führt. Der höhere Wirkungsgrad, der geringere Durchlasswiderstand (RDS(on)) und das gegenüber IGBTs verbesserte Schaltverhalten sorgen insgesamt für weniger Leistungsverluste. Neben dem höheren Wirkungsgrad garantiert das Multi-Chip-Design, dass die erzeugte Wärme über das gesamte Gehäuse verteilt wird, wodurch die Gehäusetemperatur insgesamt sinkt. Im Gegensatz dazu sammelt sich in einem Single-Chip-Design die gesamte Wärme in einem monolithischen Chip. Bild 4 vergleicht die Leistungsverluste des Moduls in Bezug auf gleichwertige Antriebe mit anderen HV-IPDs oder den TPD4144K
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unter vergleichbaren Betriebsbedingungen. Das Wärmeverhalten des MOSFET-basierten TPD4204F hat sich ebenfalls verbessert und ermöglicht den Betrieb des Controllers ohne Kühlkörper. Das Resultat: die Gesamtkosten und der Platzbedarf des Moduls sinken. Die Totzeit des Bausteins wird mit nur 1,4 µs (Minimum) spezifiziert, und der integrierte Logik-Controller schützt den Baustein während dieser Zeit. Ohne Logik-Schutzschaltkreis können sich sowohl die HighSide- als auch die Low-Side-MOSFETs gleichzeitig einschalten, was zu einem Kurzschluss führt. Dagegen sorgt die Schutzvorrichtung zuverlässig dafür, dass Zeitfehler im Schaltvorgang keinen Ausfall verursachen können. Bei diesem Worst-Case-Szenario würde durch den integrierten Überstromschutz ein hoher Stromfluss erkannt, was eine Abschaltung der High- und Low-Side-MOSFETs zur Folge hätte, um eine Überlastung des Bausteins zu verhindern. Toshibas Angebot an Bausteinen im DIP26Gehäuse enthält anschlusskompatible ICs mit verschiedenen Nennströmen. Die Bausteine lassen sich somit einfach in zukünftige Designs mit unterschiedlichen Motorleistungen integrieren. Ein ähnliches Konzept, basierend auf dem SOP30-Gehäuse, ist derzeit in der DesignPhase. Damit lassen sich dann geringere Verluste erzielen, ohne hohe Kosten für ein Redesign aufbringen zu müssen. Damit neue HV-IPD-basierte Controller mit trapez- oder sinusförmiger Ansteuerung einfacher entwickelt werden können, bietet Toshiba eine Reihe von Evaluierungsboards, mit denen sich die Leistungsfähigkeit MOSFET- oder IGBT-basierter Module in neuen Designs testen lässt. // KU Toshiba Electronics Europe +49(0)211 52960
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Volumenaufträge Mengenrabatte



HIER STARTEN de.farnell.com



hl Kompakte Feldbuslösung als Schlü Quickinfo:



Die Messgeräte von PRIMES erlauben eine sichere Erfassung der aktuellen Strahlparameter und eine fortlaufende Dokumentation der Strahleigenschaften für die Qualitätssicherung. Dies stellt eine nicht zu vernachlässigende Anforderung in vielen Industriebereichen wie Automobil- oder Luftfahrttechnik dar. Mit den Feldbusschnittstellen-Modulen netIC von Hilscher gelingt es PRIMES, die Anwendungsbereiche deutlich auszubauen, auch in Bezug auf internationale Märkte.



www.primes.de „Mit Innovation die Welt verändern“ heißt der Slogan des Messtechnik-Spezialisten PRIMES. „Es ist unser Ziel, den Laserstrahl optimal nutzbar zu machen“, formuliert Dr.-Ing. Reinhard Kramer die Philosophie seines Unternehmens. „Aus diesem Grund haben wir uns der Aufgabe verschrieben, den Laserstrahl in seinen bearbeitungsrelevanten Parametern für den Anwender durch den Einsatz professioneller Messtechnik zu erfassen.“ Aus der Messung folgt eine Anleitung zum Handeln, bei der Physiker und Ingenieure von PRIMES fachkundig beraten und unterstützen. „So entsteht das optimale Resultat für das große Ganze“, ergänzt der Unternehmenschef. Eine Prozessüberwachung in der Fertigung mit Laserstrahldiagnosegeräten von PRIMES



Das Laserleistungsmesssystem PMM ermittelt die optische Leistung direkt in der Fertigungszone
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Markt“, setzt Dr. Kramer fort. „Das Modul half uns beim Einstieg in den US-amerikanischen Markt. Demnächst wollen wir mit CCLink auch den asiatischen Markt erobern.“ „Die Chancen für ein mittelständisches Unternehmen wie unseres werden mit den Feldbusschnittstellen deutlich verbessert“, ergänzt der Unternehmenschef. Der Wechsel des Kommunikationsprotokolls in den Messgeräten zieht nur wenig Aufwand nach sich. „Das bekommt ein Ingenieur schnell ans Laufen“, so Dr. Kramer. „Die Integration eines anderen Feldbusses darf kein
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higt die Nerven ungemein.“



blen schnell geändert. Das Datenmodell ist für eine prozessbegleitende Strahlüberwa-



immer gleichartig; alles läuft über Standard-



„Hilscher ist sehr kooperativ und hat gehol-



chung geschaffen – ein wesentlicher Be-



prozeduren. Dr. Kramer: „Ein Programmie-



fen, wenn es Probleme bei Endkunden mit



standteil der Qualitätssicherung bei der Fer-



rer bindet unser Modul in deutlich unter einer



der Feldbuskommunikation gab, obwohl die



tigung mit Lasern.



Stunde in die Anlage ein – eine große Hilfe.“



Fehlerursache gar nicht bei den HilscherKomponenten lag“, betont Dr. Kramer.



„Mit der Feldbusschnittstelle hat sich unser



Inzwischen werden die Feldbusschnittstellen



„Kernkompetenz unseres 70-Mann-Unter-



Kundenkreis deutlich erweitert“, freut sich



auch für ein weiteres PRIMES Gerät einge-



nehmens sind die messtechnischen Lö-



der Geschäftsführer. „Während wir früher



setzt, den FocusParameterMonitor (FPM).



sungen.“ Er schließt an: „Wir verfügen über



überwiegend an die Anlagenbauer geliefert



Diese Systeme ermöglichen eine schnelle



eine solide Grundkompetenz für Feldbusse,



haben, sind unsere Geräte nun direkt für



Bestimmung der Laserstrahlparameter in



aber für außergewöhnliche Probleme brau-



den Einsatz in der Produktion interessant.“



der Bearbeitungszone und lassen sich nicht



chen wir einen mittelständischen Partner wie



Die Laserstrahldiagnose kann als Sensor



zuletzt dank der netIC einfach in die Anla-



Hilscher, der uns mit seinem Know-how und



einfach im Feld integriert werden. „Dies ist



JH LQWHJULHUHQ Ä)�U HLQH NXQGHQVSH]L¿VFKH



Support unterstützt.“



ein enormer Multiplikator, der neue Märkte für uns erschlossen hat“, sagt er weiter. „Für uns ist netIC daher eine Schlüsselkomponente.“ Aber auch für die internationale Expansion war der netIC eine wichtige Unterstützung. „Wir nutzen netIC mit PROFIBUS- oder PROFINET-Schnittstelle für den deutschen Markt sowie netIC mit EtherNET/IP oder



Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH Rheinstraße 15 65795 Hattersheim Tel.: +49 6190 9907-0 www.hilscher.com



AUTOMOTIVE ELECTRONICS // KOMPONENTEN



Warum Kfz-Relais vereisen und was man dagegen unternehmen kann Kfz-Relais müssen zuverlässig sein, so dürfen z.B. die Kontakte nicht vereisen. Wir erklären, warum das vorkommen kann, welche Auswirkungen Icing auf Relais hat und welche Gegenmaßnahmen es gibt. CARLOS DUARTE *



D



ie stetig steigende Funktionalität in Automobilen stellt hohe Anforderungen an die Schaltzuverlässigkeit der Einzelkomponenten. Das Thema Icing, ein relativ junger Begriff in der Relaiswelt, sorgte in der letzten Zeit für zunehmenden Dis-



tallen führt. Bei Applikationen mit hohen Anforderungen an die Schaltzuverlässigkeit können davon verursachte sporadische Schaltstörungen zu unangenehmen technischen Folgen führen. Ein großes Wasserspeicherdepot bietet die vom Relais eingeschlossene Luft und die Oberfläche der elektrisch isolierenden Lackschicht auf dem Relaisspulendraht. Sie ist in der Regel aus Polyurethan und hygrosko-



Bild: © bozhdb - Fotolia



* Carlos Duarte ... ist Application Engineer bei TE Connectivity in Berlin.



kussionsbedarf in der Automobilbranche, da vereinzelt elektromechanische Schaltkomponenten unter extrem kalten Einsatzbedingungen ausfielen. Der Begriff Icing, also die Vereisung oder das Vereisen, beschreibt in diesem Fall eine Kondensation von Wassermolekülen auf metallischen Oberflächen wie Schaltkontakten, die bei Oberflächentemperaturen unterhalb des Gefrierpunktes zur Bildung von Eiskris-



Total vereist: Bei extremer Kälte können auch die Schaltkontakte der Relais im Auto vereisen.
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HIGH SPEED



Bilder 1 bis 4: TE Connectivity



POWER POW Bild 1: Vereinfachte schematische Darstellung eines Relais mit Öffnerkontakt



pisch. Die Wasseraufnahmefähigkeit von Polyamid, bzw. von LCP, zum Ausspritzen von Kappe, Sockel und Spulenkörper, ist verhältnismäßig gering. Durch eine Ansteuerung des Relais bei negativen Temperaturen verdunsten die in der Polyurethanoberfläche gespeicherten Wassermoleküle, da die Relaisspule relativ schnell Temperaturen oberhalb des Gefrierpunktes von Wasser erreicht. Eine Erhöhung der Luftfeuchte im Relais ist die Folge. Die thermische Kopplung der Kontaktanschlüsse an die Leiterplatte lässt bei unbestromten Kontakten oder auch niedrigen Lastströmen, einen weitaus geringeren Temperaturanstieg zu.



Temperaturgefälle führt zur Kondensation von Feuchtigkeit Durch das Temperaturgefälle beider Komponenten kommt es zur Kondensation der Feuchte auf den Kontakten. Befindet sich die Temperatur der Kontakte unterhalb des Gefrierpunktes, entsteht eine Eisschicht von einigen Mikrometern. Sie kann zu einer elektrischen Isolation auf dem Öffner-Kontakt und bei einer Mehrfachbetätigung mit entsprechenden Pausenzeiten auch zu Schaltfehlern auf dem Schließer-Kontakt führen. Dabei sammelt sich Wasser in der Kapillare rund um den geschlossen Kontakt. Bei jedem Schaltspiel wiederholt sich dieser Vorgang und es entsteht ein Wasserdepot im Kontaktpunkt. Je nach Ausschaltlänge, Abkühlungs-



NEU!



geschwindigkeit und Wassermenge kann es dann auch bei einem Schließer-Kontakt zu einer Kontaktisolation durch Vereisung kommen. Stromlose Ein- und Ausschaltvorgänge erhöhen die Auftrittswahrscheinlichkeit einer Eisschichtbildung (Bilder 1 und 2).



Rahmenbedingungen, die zur Vereisung führen können Anforderungen an die Relaiskonstruktion: „ dichtes Relais, „ relativ großes Spulenvolumen im Vergleich zum Relaisgesamtvolumen, „ relativ geringe Kontaktkräfte, „ glatte Kontaktoberflächenbeschaffenheit (z.B. Relais im Neuzustand, stromlose Einund Ausschaltzyklen). Anforderungen an die Umgebung: „ niedrige Umgebungstemperaturen (weit unter 0 °C), „ Temperatur der Spule während der Ansteuerung >0 °C, deshalb verdunstet die Feuchte aus der Lackdrahtoberfläche, „ Temperatur des Kontaktes www.analog-praxis.de www.vogel.de



08703



Von Analog-Experten für Analog-Experten
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INDUSTRIE 4.0



Für dezentrale Aufgaben im Feld Mit IIC MICA (Integrated Industry Computer Modular Industry Computing Architecture) bietet Harting eine modulare Plattform aus offener Hard- und Software für Industrie 4.0, die schnell und kostengünstig an viele industrielle Anwendungsbereiche angepasst werden kann. Die Plattform besteht aus einem kompakten, preiswerten und robusten industrie- und bahntauglichen Computer, getestet nach EN 50155 und anderen Industrieund Bahnnormen. Darauf ist das Virtual Industrial Computing aufgesetzt, das auf einer Kombination etablierter Linux-Technologien basiert. So lassen sich Anwendungen auf Feldgeräten zu virtualisieren, ohne den Overhead klassischer Virtualisierung. Durch diese Kombination bietet MICA weit mehr als nur ein industrietaugliches, weiter fortgeschrittenes Äquivalent zur einem Raspberry Pi oder einem



Strip Connectors



Circular Connectors Beagle Bone. Die Architektur bietet eine komplette Infrastruktur, um rasch Intelligenz in existierende Fertigungssysteme einzubauen, Daten zu sammeln oder kleine und mittlere Industrie 4.0-Projekte und Proof of Concepts schnell, kostengünstig, und zukunftssicher umzusetzen. Serienmodelle werden auf der SPS vorgestellt. Harting



KOMPONENTEN



Erhöhte Glühdrahtbeständigkeit Schurter stellt mehrere Produkte aus glühdrahtbeständigen Kunststoffmaterialien her. Es handelt sich hierbei vor allem um geschlossene Sicherungshalter der Serie FPG, welche in verschiedenen Bauformen erhältlich sind sowie offene Sicherungshalter für Leiterplattenmontage. Auch Gerätestecker für 10 und 16 A, mit verschiedenen Montagearten und diversen An-



Micro-D Connectors



schlüssen, entsprechen den verschärften Anforderungen. Das Unternehmen erfüllt und überbietet eigenen Angaben zufolge damit die strengen Vorgaben zur Brandsicherheit für elektrische Geräte, die unbeaufsichtigt im Haushalt betrieben werden. Welche Haushaltsgeräte als «unbeaufsichtigt» gelten und somit Komponenten dieser Glühdrahtkategorie benötigen, ist in der IEC-Norm 60335-2 definiert. Beispiele solcher Gerätetypen sind Geschirrspüler, Kaffeemaschinen, Waschmaschinen oder Kochherde. Eine Liste der Komponenten mit erhöhter Glühdrahtbeständigkeit findet man auf der Website des Unternehmens. Dort gibt es auch Zugang zu Datenblättern, CAD Modellen und zum e-shop. Eine Microsite gibt es zum Thema Glühdraht. Schurter
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LIGHTWEIGHT



MISSION CRITICAL



Visit us at www.omnetics.com Call us at +1 763 572 0656
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Wie Leiterplatten-Steckverbinder in Zukunft aussehen Die Miniaturisierung ist eine der aktuellen Herausforderungen in der Elektronik. Dies führt dazu, dass auch die Gerätehersteller und deren Kunden neue Ansprüche stellen. Welche das sind, lesen Sie hier. PIA HORSTMANN *



oenix Co



Bilder: Ph



ntact



Markttrend Miniaturisierung: Geräte und Platinen werden immer kleiner. Damit ändern sich auch die Anforderungen an die Leiterplatten-Anschlusstechnik. Dieser Marktentwicklung folgen die aktuellen Steckverbinder im Raster 2,54 mm von Phoenix Contact.



I



n der Vergangenheit wurde eine sichere Verbindung zwischen Leitern und der Leiterplatte hauptsächlich über Leiterplattenklemmen oder Leiterplatten-Steckverbinder mit Schraubanschluss hergestellt. In den letzten drei Jahrzehnten ist die Anschlusstechnik deutlich vielfältiger geworden. Zum klassischen Schraubanschluss sind primär die Anschlussarten IDC (Insulation Displacement Connection), Zugfeder und Push-in-Federanschluss hinzugekommen. Die Kontaktierung mit einem IDC-Anschluss bedeutet, dass das Kontaktmetall die Leiterisolierung beim Leiteranschluss durchtrennt, im weiteren Anschlussvorgang dann den Leiter klemmt und damit eine sichere Verbindung herstellt. Das Besondere an dieser Technik ist, dass eine Leitervorbehandlung nicht erforderlich ist. Um einen Leiter mittels Zugfeder anzuschließen, muss die Käfigfeder vorher mit



* Dipl.-Wirt.-Ing. Pia Horstmann ... arbeitet im Produktmarketing Leiterplatten-Anschlusstechnik bei Phoenix Contact in Blomberg.
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einem Schraubendreher geöffnet werden. Danach wird der Leiter in den Kontaktierungsbereich der Feder gesteckt. Nach dem Herausziehen des Schraubendrehers schließt sich die Federöffnung wieder und eine dauerhafte Verbindung ist hergestellt. Neben diesen beiden genannten Varianten gewinnt vor allem der Push-in-Federanschluss immer mehr an Bedeutung. Der Vorteil dieser Anschlussart liegt darin, dass sich starre und flexible Leiter mit Aderendhülse ohne Öffnen des Klemmraums durch einfaches Hineinstecken kontaktieren lassen. Hier fallen die Zeitersparnis und die damit verbundene Kostenersparnis bei der Geräteverdrahtung besonders ins Gewicht.



Geräte und Anschlusstechnik werden kleiner Weil der Trend zur Miniaturisierung in den letzten Jahren deutlich an Fahrt gewonnen hat, werden auch die Schaltschränke kleiner. Dadurch reduziert sich wiederum der verfügbare Platz für die Geräte und deren Platinen. Der Hauptgrund für die Volumenreduzierung ist, dass sowohl der Platz auf der Platine als auch der Platz im Schaltschrank stets mit



Kosten verbunden ist. Außerdem nimmt die Funktionsdichte in den Geräten stetig zu. Somit müssen sich auch Leiterplattenklemmen und Leiterplatten-Steckverbinder nach den neuen Größenvorgaben richten. In diesem Kontext hat Phoenix Contact zwei Leiterplatten-Steckverbinder im Raster 2,54 mm entwickelt und auf den Markt gebracht: Die Steckverbinder FMC 0,5 und DFMC 0,5 erfüllen die aktuellen Anforderungen – kompakte Gehäuseabmessungen und schneller Leiteranschluss. So besitzen diese Steckverbinder einen Push-in-Federanschluss mit Federöffner. Neben der direkten Anschlussmöglichkeit von starren und flexiblen Leitern mit Aderendhülse kann die Verdrahtung mit Hilfe eines Schraubendrehers über die farblich abgesetzten Federöffner leicht wieder gelöst werden. Der Klemmraum ist für Leiterquerschnitte von 0,14 bis 0,5 mm² ausgelegt.



Hohe Kontaktdichte rückt in den Vordergrund Neben dem komfortablen Leiteranschluss zeichnet sich der Steckverbinder durch eine kompakte Bauform aus. Der Steckverbinder
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Technische Daten der Steckverbinder Die Micro-Steckverbinder von Phoenix Contact bieten trotz geringer Bauhöhe eine hohe Leistungsfähigkeit – die technischen Daten im Überblick: „ Leiteranschluss durch Push-in-Federanschluss mit Federöffner „ Einreihige und doppelreihige Ausführung „ Vergoldetes Kontaktsystem zur Über-



FMC 0,5 ist ein einreihiger Steckverbinder mit einer Bauhöhe von 5,4 mm (Bild 1). Vorher am Markt verfügbare Steckverbinder im gleichen Raster mit Push-in-Federanschluss und Federöffner waren noch doppelt so hoch. Die Bauhöhe der doppelreihigen Steckverbinder DFMC 0,5 ist mit 10,5 mm ebenfalls gering (Bild 2). Damit ist diese Produktfamilie noch einmal kleiner als zwei Steckverbinder vom Typ FMC 0,5 übereinander. So folgen beide Steckverbinder dem Trend der Miniaturisierung – und dem damit verbundenen Trend zu einer hohen Kontaktdichte auf kleinem Raum.



Kleinste Spannungen und Ströme sicher übertragen Die Steckverbinder beider Produktfamilien sind für Ströme bis 6 A und Spannungen bis 160 V ausgelegt. Außerdem sind sie mit ei-



tragung geringer Spannungen und Ströme „ Horizontale und vertikale Stiftleisten für THR- und SMD-Lötprozesse erhältlich „ Strom: 8 A „ Spannung: 160 V „ Polzahl: 2- bis 32 „ Leiterquerschnitt: 0,14 bis 0,5 mm² – starre und flexible Leiter



nem vergoldeten Kontaktsystem ausgestattet – das sorgt auch für eine sichere Übertragung von Spannungen und Strömen im Millivoltund Milliampère-Bereich. Der FMC 0,5 ist mit Polzahlen von 2- bis 16 verfügbar, und der DFMC 0,5 besitzt vier bis 32 Leiteranschlüsse. Zur einfachen Spannungsprüfung sind die Konnektoren mit einem Tippabgriff für eine Prüfspitze mit einem Durchmesser von 0,64 mm versehen.



Automatisierte Lötprozesse erhalten höheren Stellenwert Eine weitere Anforderung an die Leiterplatten-Anschlusstechnik resultiert aus den verschiedenen aktuellen Lötprozessen. Wurden die Bauteile auf der Leiterplatte lange Zeit ausschließlich im Wellenlötprozess verlötet, verlagert sich der Schwerpunkt zunehmend in Richtung SMT(Surface-Mounting Technology)- und THR(Through Hole



Bild 1: Niedrige Bauhöhe – die Steckverbinder-Familie FMC 0,5 bietet einen Push-in-Federanschluss mit Federöffner.
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Technology)-Löten. Dabei rückt der automatisierte Bestückungs- und Lötprozess in den Vordergrund. Beim SMD-Löten werden die Bauteile auf der Oberfläche der Leiterplatte verlötet. Dabei wird zunächst die Leiterplatte an den Lötstellen mit Lotpaste bedruckt. Nach der



Bestückung der Bauteile findet der Lötprozess in den meisten Fällen in einem Konvektionsofen statt, bei dem im Vergleich zum Wellenlötprozess die gesamte Komponente den höheren Temperaturen ausgesetzt ist. Beim THR-Löten werden die Bauteile zur Durchsteckmontage auf der Leiterplatte –



wie beim Wellenlötprozess üblich – in den SMD-Lötprozess integriert. Die zu verlötenden Bauteile werden für diese Lötverfahren im Idealfall in einer automatengerechten Gurtverpackung angeliefert, denn dann sind sie für den automatisierten Bestückungsprozess geeignet. Im SMD- und THR-Prozess können extrem kleine Bauteile hochautomatisiert verarbeitet werden – dabei ergeben sich erhebliche Kosten- und Zeiteinsparungen.



Für SMD- und THR-Lötprozess ausgelegt



Bild 2: Hohe Kontaktdichte – die zweireihigen Leiterplatten-Steckverbinder DFMC 0,5 punkten mit einem komfortablen Leiteranschluss bei einer kompakten Bauform.



Auch für die aktuellen Lötprozesse geben die beiden Produktfamilien mit den passenden Stiftleisten eine Antwort. Die Stiftleisten sind für den SMD- oder THR-Lötprozess ausgelegt (Bild 3). Sie werden aus dem Kunststoff LCP (liquid crystal polymer) hergestellt, damit sie den hohen Temperaturen im Konvektionsofen standhalten. Für einen sichereren Halt auf der Leiterplatte verfügen alle Stiftleisten über zusätzliche Ankermetalle. Außerdem sind sie in horizontaler und vertikaler Ausführung verfügbar – das sorgt für eine hohe Flexibilität bei der Geräte- und Leiterplatten-Konstruktion. Zu den einreihigen und doppelreihigen Steckverbindern gehören jeweils passende Stiftleisten. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielseitig. Zu den möglichen Zielmärkten gehören die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik, die Automatisierungstechnik und die Energietechnik. Denkbare Applikationen sind Steuerungen, Umrichter und Wechselrichter. Der Schwerpunkt der Einsatzbereiche liegt auf industriellen Applikationen, bei denen Signale auf die Leiterplatte übertragen werden.



Die Antwort auf neue Marktanforderungen Die Steckverbinder FMC 0,5 und DFMC 0,5 und die dazugehörigen Stiftleisten erfüllen die Marktanforderungen im Bereich der Leiterplatten-Anschlusstechnik. Gerätehersteller erhalten jetzt leistungsfähige Steckverbinder, die wenig Platz auf der Leiterplatte und im Gerät benötigen. Für den Endkunden bieten die Konnektoren zudem eine schnelle, einfache und komfortable Anschlussmöglichkeit. Eine Verarbeitung in hochautoamtierten SMD-Prozessen ist unproblematisch, ein vergoldetes Kontaktsystem bringt zusätzliche Sicherheit für die Übertragung von Signalen im industriellen Umfeld. // KR Bild 3: Mit ihren Stiftleisten lassen sich die Steckverbinder in automatisierten Bestückungs- und Lötprozessen bequem verarbeiten.
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USB-VERBINDER



Stecker mit neuem Standard 3.1



H&H Components erweitert seine Produktpalette an Steckverbindern von Deltec um den USBC-Standard 3.1. Der Standard 3.1 verdoppelt die Übertragungsrate gegenüber Standard 3.0 von 5 auf



nun 10 GBit/s. Die Steckverbinder sind mit insgesamt 24 Kontakten ausgestattet und ermöglichen eine Leistungsübertragung von bis zu 100 W. Sie sind für max. 5 V AC ausgelegt, der Betriebstemperaturbereich erstreckt sich von –25 bis 105°C. Ein großer Vorteil des Typ C ist die beidseitige Steckmöglichkeit des Kabelsteckers. Ober- und Unterseite sind identisch, somit ist ein falsches Stecken ausgeschlossen. H&H Components



LEITERPLATTENSTECKVERBINDER



Optimale Polzahltrennung



Aufgrund der Miniaturisierung kollidieren auf Polzahl getrennte Leiterplattensteckverbinder mit dem Nachbarbauteil beim Trennen mittels Schneidmessern bei einer Toleranz bis zu 0,6 mm.



Hier hat Fischer Elektronik in den letzten drei Jahren die Polzahltrennung mittels materialabtragendem Sägeverfahren kontinuierlich ausgebaut. Die Längentoleranzen konnten hierdurch auf maximal 0,2 mm reduziert werden. Mittlerweile werden über 90% des Steckverbinder-Programms durch voll- und halbautomatische Sonder-Sägetrennmaschinen auf die vom Kunden gewünschte Polzahl getrennt. Fischer Elektronik



TERMINAL BLOCKS



MIT MORGEN VERBUNDEN. UND HEUTE SCHON STARTKLAR.



MD ELEKTRONIK – IHR SPEZIALIST FÜR DATENÜBERTRAGUNG Sie legen Wert auf ein Maximum an kompetenter Leistung durch Mensch und Technik? Dann sind Sie bei uns richtig. Wir stellen uns Tag für Tag zentralen Innovationsthemen und entwickeln schon heute die Datenübertragungslösungen für das Automobil von morgen. Ihre Ansprüche sind unsere Motivation. Sprechen Sie uns an.



Zusätzliche Rastermaße verfügbar



Würth Elektronik eiSos fügt den nach dem Drahtschutzprinzip aufgebauten Terminal Block Steckverbindern der Reihe WRTBL acht aktuelle Produkte im Raster 5 mm und 7,5 und 10 mm



hinzu. Die Terminal Blocks sind UL/cULus- und VDE-gelistet. Sie weisen eine Stromtragfähigkeit bis 24 A / 750 V AC auf und sind für Betriebstemperaturen von 30 bis 120 °C geeignet. Die zum Teil modular anreihbaren Steckverbinder unterstützen Kabelquerschnitte von AWG30 (0,05 mm²) bis maximal AWG12 (3,31 mm²). Alle Produkte sind ab Lager verfügbar. Muster der WR-TBLProdukte sind ab sofort kostenlos erhältlich. Würth Elektronik eiSos



w w w. m d - e l e k t r o n i k . d e
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STECKVERBINDER-GEHÄUSE



Mit seitlicher und gerader Kabelabgangsrichtung



EZ-Shield Clips - SMD-fähige Halter für EMI/RFI-Schirmungen



Phoenix Contact hat das Programm der schweren Industriesteckverbinder Heavycon Evo um drei Twin-Gehäuse erweitert. Die Gehäuse gibt es in den Größen B10 bis B24 für Querbügel



- Jetzt in 10 verschiedenen Größen erhältlich



Alternative zu Schutzschläuchen oder Spezialgehäusen mit individuellen Kabeleingängen. Mit vergleichsweise wenig Einzelteilen bietet das System eine hohe Flexibilität an Kabeleinführungen und Kabelabgangsrichtungen. Darüber hinaus lassen sich die Kabelabgangsrichtungen nachträglich vor Ort anpassen. Die Gehäuse erfüllen die Anforderungen gemäß Schutzart IP65/66 für harte industrielle Anforderungen. Phoenix Contact



D-SUB-STECKVERBINDER



Kleiner Bauraum kombiniert mit robustem Gehäuse



- Keine aufwändigen Reflow-Nacharbeiten mehr nötig - Einfaches Bestücken und Entfernen von Schirmungen



mit zwei unterschiedlich gekennzeichneten Kabeleingängen. Die dazu passenden Kabelverschraubungen mit Bajonettverriegelung in den Größen M20 bis M40 ermöglichen sowohl die seitliche als auch die gerade Kabelabgangsrichtung mit einem Gehäuse. Insbesondere für modulare Kontakteinsätze, bei denen häufig verschiedene Leitungen für Signale, Daten, Power und Pneumatik in ein Steckverbinder-Gehäuse geführt werden müssen, bietet das Twin-Gehäuse eine



SlimCon ist das jüngste Mitglied in der D-SUB-Steckverbinderfamilie von Conec. Die Serie ist eine sehr kompakte Ausführung von IP67 dichten D-SUB-Steckverbindern mit extrem kleiner



Bauraumanforderung. Der Gehäuseausschnitt entspricht dem anderer Standard D-SUB-Steckverbinder, damit werden keine neuen Ausschnitte benötigt und es ist eine Umrüstung von der Schutzart IP20 auf IP67 möglich. Das einteilige Zinkdruckgussgehäuse macht die Steckverbinder zu einer mechanisch extrem robusten Schnittstelle mit zuverlässigem IP67-Schutz. Die Steckverbinder sind für die Hinterwandmontage ausgelegt und liegen mit vier dafür vorgesehenen Flächen am Panel me-



chanisch an. Der Abschluss zum Gehäuse wird über eine blaue Dichtung erzielt. Die Steckverbinder sind in den Größen 9-, 15- und 25-pol. erhältlich. Neben der Variante für die Hinterwandmontage wird auch eine Variante mit offenem Gewindeeinsatz angeboten. Sie bietet die Möglichkeit einer umspritzten Kabelversion in IP67 dichter Ausführung. Eine passende Hebeschraube wird ebenfalls angeboten. Conec



KUNSTSTOFFSTECKVERBINDER



Jetzt auch in den Gehäusegrößen 10 A und 16 A PICK & PLACE READY BY DESIGN



Technische Daten unter:



www.harwin.com/ shield-clips



HARTING hat die Baureihe HanEco um Gehäuse der Baugrößen 10 A und 16 A erweitert (Vertrieb: setron). Dank der schmaleren Form bildet Han-Eco nun für viele Applikationen eine attraktive
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Kunststoff-Alternative. Neue Möglichkeiten für eine vereinfachte und zeitsparende Montage bietet Han-Eco jetzt auch von der Rückseite des Schaltschranks. Der Halterahmen mit vorkonfektioniertem Einsatz rastet einfach von hinten in das am Schaltschrank angebrachte Anbaugehäuse ein. Neben der rückwärtigen Montage ist natürlich weiterhin die konventionelle Montage von vorn möglich. Die Han-Eco-A-Baureihe umfasst Tüllengehäuse mit geradem oder seitlichen Kabelabgang,



Anbaugehäuse, Sockelgehäuse und Kupplungsgehäuse. Für Anbau- und Sockelgehäuse stehen zudem flexible, nachrüstbare Abdeckkappen zur Verfügung. Die Han-Eco-10-A- und -16-AGehäuse sind steckkompatibel mit den entsprechenden MetallGehäusen. Sie sind für Applikationen im industriellen Umfeld, in der Outdoor-Variante mit UVund ozonbeständigen FPM-Dichtungen auch für Außenanwendungen geeignet. setron
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HF-KABEL



Farbcodierung bringt Übersicht



Scan mich!



ko minimiert, durch falsches Anschließen versehentlich das Messequipment zu schädigen oder zu zerstören. Die Adapter sind derzeit verfügbar in den Typen N, 3,5; 2.92; 2,4 und 1,85 mm als in-series und between-series Versionen; SMA nur als in-series Version. Auch passend farbcodierte Drehmomentschlüssel sind erhältlich. bsw



LIQUID CRYSTALS als Folien und Thermometer



www.celsi.com



Industrial Identification



Kostenlose Muster auf Anfrage an [email protected]



productronica 2015



SPIRIG



Maury Microwave aus Kalifornien (Vertrieb: bsw TestSystems & Consulting) hat für die HF-Kabelfamilien Utility und Stability bis 67 GHz eine eindeutige Farbkodierung eingeführt, die auch für Ungeübte die Verwendung der Kabel zum Kinderspiel macht. Bei der täglichen Arbeit im Labor und am Produktionsprüfplatz haben sich praktische Lösungen mit Farbstiften oder beschrifteten Kleberingen etc. gefunden. Professioneller sind ColorConnect Precision Adapter. Bei dem Adapter sowie den Utility- und Stability-Kabeln handelt es sich um die ersten kommerziell verfügbaren Produkte, die dem bereits in 2008 vorgelegten Vorschlag der Coaxial Connector Rapid ID Working Group des Instituts of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) folgen und optisch klar erkennbare Information zur Kompatibilität liefern. Damit wird das Risi-



Halle A3 / Stand 442



DYNAMIC Systems GmbH Inninger Str. 11 D-82237 Wörthsee Tel.: +49 (0)8153 - 90 96 - 0 www.dynamic-systems.de



HV-KABEL



Eine hochspannende Verbindung und die hohe UV-Beständigkeit liefern weitere Vorteile. Insbesondere die außergewöhnlich gute chemische Trägheit und Alterungsbeständigkeit ist interessant, da kein Zusatz von Stabilisatoren oder giftigen Weichmachern, die ausgasen können, verwendet werden. Aktuell im Portfolio des Unternehmens sind ebenfalls HV-Kabel mit FEP bzw. eine mit Silikongummi ummantelte FEP-Isolation. Diese Kabel werden auch anschlussfertig angeboten, d.h. komplett konfektioniert mit passenden Single- oder MultipinSteckverbindern. Das FEP-HV-Kabel mit Steckverbindern ist für die technischen Anforderungen in den Bereichen Verteidigungstechnik, Luft- und Raumfahrt sowie Medizintechnik konzipiert.



Tages-Newsletter die Nachrichten der letzten 24 Stunden



07283_01



Für Anwendungen in der Hochspannungstechnik hat Telemeter Electronic Hochvolt-Kabel mit PTFE-Isolation (Teflon) für Spannungsbereiche von 9 bis 49,5 kV DC auf den Markt gebracht. Die PTFE-Isolation verleiht dem Kabel einen im Vergleich zu anderen Lösungen dünneren Aufbau und somit einen kleinere Außendurchmesser. Die hohe Temperaturbeständigkeit bis 260 °C



Jetzt



en



anmeld



www.elektronikpraxis.de/ newsletter



Telemeter Electronic
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Your EMS-Partner since `98 PROTOTYPE | LOW VOLUME | MIDDLE VOLUME | HIGH MIX



AKTUELLE PRODUKTE // VERBINDUNGSTECHNIK



M12-STECKVERBINDER



Effizientere Abläufe in der Fabrik kühlen



schützen



verbinden



Steckverbinder • RoHS konforme Steckverbinder • Hochtemperaturbeständige Isolierkörper • Gedrehte Präzisionskontakte mit vergoldeter Innenfeder • Spezielle Verpackungsformen • Kundenspezifische Ausführungen



Molex bietet mit den M12 MicroPush von Brad Steckverbinder für Anwendungen in der Fabrikautomation und industriellen Beleuchtung an. Mit einer innovativen Steckschnittstelle senken die Steckverbinder die Montagezeiten verglichen mit Schraubsteckverbindern um bis zu 80% und vereinfachen das Blindstecken von Steckverbindungen an Stellen, an denen nur wenig Platz vorhanden ist. Die ohne Metallbauteile ausgeführten Steckverbinder bieten eine Dichtwirkung in der Schutzart IP65 und ermöglichen eine Senkung von Materialkosten. Mit einer Auslegung nach NEMA in der Schutzart IP65 bieten die Steckverbinder Schutz vor eindringenden Feststoffen und gegen das Eindringen von Wasser bei niedrigem Druck. Eine gewindelose Kupplung verhindert eine Lockerung des Steckverbinders in Umgebungen mit



hoher Schwingungsbelastung. Eine visuelle und taktile Ausrichtung mit Hilfe einer Nut gewährleistet das vollständige Einrasten der Steckschnittstelle und eine hohe Schwingungsbeständigkeit. Eine nicht metallische Kupplung verbessert die Erdung und vermeidet Probleme aufgrund elektrostatischer Entladung. Molex



KABELVERSCHRAUBUNG



Mit EHEDG-Hygiene-Zertifikat Die Kabelverschraubung HSKINOX-HD-Pro von Hummel ist zertifiziert nach EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group). Damit erfüllt die neue Edelstahlverschraubung alle Anforderungen an Hygienestandards und Reinigbarkeit in der Lebensmittelindustrie. Auf der Messe SPS in Nürnberg vom 24. bis zum 26. November 2015 wird das Unternehmen in Halle



Mehr erfahren Sie hier: www.fischerelektronik.de Fischer Elektronik GmbH & Co. KG Nottebohmstraße 28 D-58511 Lüdenscheid Telefon +49 (0) 23 51 43 5-0 Telefax +49 (0) 23 51 4 57 54 E-mail [email protected] www.facebook.com/fischerelektronik



4, Stand 336, das gesamte Produktspektrum für hygiene-sensible Bereiche präsentieren. Konzipiert sind diese Verschraubungen für alle Bereiche, in denen mögliche Ablagerungen von Bakterien und Mikroorganismen dringend vermieden werden müssen. Das gilt besonders für die Lebensmittel- und Getränkeherstellung, die Pharmabranche und die Chemieindustrie. Die Kabelverschraubung eignet sich besonders für hohe Temperaturbereiche und Anwendungen, die mit Hochdruck gereinigt werden müssen. Sie erfüllt die Schutzarten IP68 bis 10 bar und IP 69 K (Hochdruck geprüft). Mit einem zugelassenen Temperaturbereich von –40 bis 120 °C ist die Hygieneverschraubung darüber hinaus Hochtemperatur geeignet. Hummel
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JUMPER LINKS



LED-Arrays ohne Löten verbauen



Harwin hat eine Möglichkeit der schnellen und unkomplizierten Verschaltung von LED-Arrays entwickelt, bei der das Löten nach der Montage entfällt und Nacharbeiten vereinfacht werden. Die EZ-Removable Jumper Links, die zum Leiterplattenmontagezubehör der Produktreihe EZ-BoardWare gehören, bestehen aus Kontaktclips und abnehmbaren Verbindungsstäben. Die oberflächenmontierten



Clips werden für die automatische Bestückung im Blistergurt auf Rolle geliefert, während die entfernbaren Stäbe, die die elektrische Verbindung zwischen den Clips herstellen, lose versandt werden. Die werden Anschlussstäbe im Betrieb sicher gehalten, für den Austausch eines defekten LED-Arrays können sie schnell entfernt und wieder eingesetzt werden. Die Halter sind in zwei Ausführungen verfügbar, die die Stäbe senkrecht oder parallel zur Leiterplatte aufnehmen. Mit diesen Produkten können Verfahren in der Herstellung und Montage von LED-Mehrfacharrays weiter automatisiert werden. Harwin



HOCHLEISTUNGS-KERAMIK



Für die Elektronikproduktion



An Aufnahme- und Positionierstifte, Leiterplattenaufnahmen, Prüfstecker und Greifer in der automatisierten Elektronikproduktion werden hohe mechanische Anforderungen gestellt. Bauteile aus Hochleistungs-Keramik von Doceram erfül-len das Anforderungsprofil deutlich besser als metallische Werkstoffe. Denn Ke-ramikwerkstoffe wirken elektrisch isolierend. Sie sind nicht magnetisierbar, che-



ODU EINZELKONTAKTE Kontakttechnologien für alle Anforderungen



misch inert und zeichnen sich aufgrund ihrer Verschleißfestigkeit durch hohe Standzeiten auch bei starker mechanischer und thermischer Beanspruchung aus. Im Vergleich zu gehärtetem Stahl erreichen sie eine etwa zwanzigfache Lebens-dauer. Infolgedessen entsteht auch kein bzw. nur minimaler Abrieb, und die For-derung nach technischer Sauberkeit wird erfüllt. Auf der Productronica (10. bis 13.11.2015) stellt das Unternehmen Prüfstecker für die 100%-Prüfung von Kfz-Elektronik sowie Leiterplattenaufnahmen für die Bestückung und Prüfung von Großserienkomponenten wie etwa Pkw-Funkschlüsseln vor. Doceram



HÖCHSTE PERFORMANCE UND ABSOLUTE KONTAKTSICHERHEIT Mit Einzelkontakten von ODU erhalten Sie perfekte Lösungen für Ihre individuellen Anwendungsanforderungen und – Dank innovativer Produktentwicklung – optimale Übertragungsqualität sowie hohe Stromtragfähigkeit.



Hohe Vibrationssicherheit bei geringem Verschleiß Geringe Steck- und Ziehkräfte Niedrige Übergangswiderstände Bis 2.000 A Strombelastbarkeit > 100.000 Steckzyklen



Mehr auf: www.odu.de
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ENERGIEKETTEN



Bis 100 m leicht per Hand abrollen



PCB-Steckverbinder Ob für Board-to-Board- oder Cable-toBoard-Verbindungen – Rosenberger bietet ein umfangreiches Spektrum an Koaxial-PCB-Steckverbindern in innovativen Serien wie SMP, Mini-SMP, P-SMP, Longwipe-SMP, Multiport Mini-Coax, FMC oder Micro-HF, aber auch in Standard-Serien wie SMA, QMA oder SMB. Die Vorteile sind vielfältig: • sehr kleine Abmessungen • minimale Board-to-Board-Abstände • axialer und radialer Toleranzausgleich • ausgezeichnete Übertragungsqualität bei Surface Mount-Steckverbindern Rosenberger sorgt für optimale PCBVerbindungen – maßgeschneiderte Footprints und Layoutempfehlungen gehören zu unserem Service.



Mit dem readychain rolling rack von igus lassen sich schwere, konfektionierte e-kettensysteme von nur einer Person abtrommeln. So wird der Transport und die Montage der readychains für lange Verfahrwege wie bei Werkzeugmaschinen-Portalen oder Krananlagen noch einfacher. Die Lösung lässt sich für Energiekettensysteme bis 100 m Länge einsetzen. Die fertig konfektionierte Kette wird dazu auf einer Trommel aufgetrommelt, die auf einem Stahlrack montiert ist. Die Lösung lässt sich per Stapler zum gewünschten Einsatzort transportieren und kann dort von einer Person abgetrommelt werden. Darüber hinaus sind Transportrollen erhältlich, die das Positionieren der e-kette an der Anwendung noch einfacher machen. Das Rack ist wiederverwendbar und als System individuell an Kettenart und Trommelgröße anpassbar. Mit demSystem



bauen die Kölner das Angebot an cleveren Transportlösungen weiter aus. So sorgt das Transportgestell readychain rack für eine sichere und schnelle Montage von Energiekettensystemen an die Maschine. Werden Modifikationen nötig, können diese aufgrund der Rastmechanismen des Racks jederzeit ausgeführt werden. igus



SCHALTUNGSTESTPUNKTE



PCB-Testpunkt zur Hybridmontage Keystone Electronics hat einen Leiterplatten-Testpunkt vorgestellt, der sich im SMD-Verfahren mittels eines Arretierpins auf der Leiterplatte befestigen lässt. Der Schaltungstestpunkt ist für die Hybridmontage ausgelegt. Dies ermöglicht die zuverlässige Befestigung auf der Leiterplatte im SMD-Verfahren; zum anderen ist eine starke und haltbare Befestigung mittels Durchsteck-Lötver-



Exploring New Directions Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG



Hauptstraße 1, 83413 Fridolﬁng Germany Phone + 49 (0)8684 18-0 Fax + 49 (0)8684 18-1499 [email protected] www.rosenberger.com



bindung möglich. Die Teilenummer 5027 hat ein symmetrisches Flachdrahtdesign und ermöglicht so die effiziente Verankerung von Sonden, Haken und anderen Bauteilen für den BoardTest. Gleichzeitig werden mögliche Schäden durch Verschiebung oder Abziehen vermieden, welche häufig bei standard SMDAnschlussklemmen auftreten können. Die Testpunkte sind aus versilberter Phosphorbronze gefertigt und daher flexibel in bleifreien sowie auch herkömmlichen Blei-Lötverfahren einsetzbar. Je 800 Stück in Tape-andReel-Verpackung gemäß ANSI/ EIA-481-Norm erhältlich, geeignet für die Pick-and-Place-Vakuummontage. Wie alle anderen Produkte des Unternehmens werden die Pins über das globale Distributionsnetz geliefert. Keystone Electronics
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Y-LEISTUNGSVERTEILER



Gewinkelte Leiterplattenbuchsen für Industrial Ethernet und Kommunikationsgeräte bis 10 Gbit/s



Kleiner, leichter und günstiger Leoni hat einen neuartigen YVerteiler zur Leistungsverteilung auf den Markt gebracht. Das Bauteil gewährleistet eine sichere und widerstandsarme Verbindung von Nebenaggregaten im HV-Bordnetz und vereinfacht damit die Verkabelung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen. Beispielsweise findet die Verteilung zwischen Klimakompressor und elektrischem Zuheizer statt. Das Bauteil ist aktuell auf eine Spannung von 800 V ausgelegt. Im Hochvolt-Bordnetz kommen geschirmte Lastleitungen zum Einsatz, um die elektromagnetische Verträglichkeit sicherzustellen und im Fehlerfall den Kurzschlussstrom bis zum Auslösen der Schmelzsicherung abzuleiten. Der Y-Verteiler zeichnet sich durch eine dauerhafte und sichere Verbindung der stromführenden Leitungslitzen mit dem Verteiler aus, wodurch schadensan-



 Leiterplatten-



buchsen M12 gewinkelt



fällige Steckverbinder entfallen. Außerdem weist er einen Widerstand von weniger als 6 mΩ beim Kontaktübergang vom 360-GradSchirmgeflecht der Leitung zum Gehäuse des Verteilers auf. Die Rundum-Kontaktierungen bietet durch die mechanische Entkopplung zudem eine Zugentlastung der Leitung über den Leitungsmantel. Leoni



POTENTIALABGRIFFE



Potentiale sicher abgreifen Mit den Potentialabgriffen von Wago lässt sich die Messspannung komfortabel und sicher abgreifen. Denn: Die Potentialabgriffe der Serie 855 sind mit Schneidklemmtechnik ausgestattet, sodass ein isolierter Rundleiter werkzeuglos und damit im Handumdrehen kontaktiert wird. Weil ein Auftrennen des Leiters entfällt, eignen sie sich insbesondere für die nach-



trägliche Installation in bestehenden Anlagen. Die Potentialabgriffe sind für die Querschnittsbereiche 2,5 bis 6 mm² sowie 10 bis 16 mm² einsetzbar. Der Spannungspfad ist zusätzlich mit einer integrierten 2-A-Sicherung versehen, wodurch der von der DIN VDE 0100 vorgeschriebene Schutz gegen Kurzschluss und Überlast standardmäßig erfüllt wird. Die Potentialabgriffe sind für den Anschluss an die 3-Phasen-Leistungsmessklemmen aus dem I/O-System 750 geeignet. Dort werden die Messdaten erfasst, aufbereitet und weiterverarbeitet. In Verbindung mit den Rogowski-Spulen sowie den Aufsteckund Kabelumbau-Stromwandlern lassen sich Ströme und Spannung zuverlässig erfassen.







Ethernet M12 Leiterplattenbuchsen Cat.6A







8-polig, X-kodiert nach IEC 61076-2-109 4-polig, D-kodiert nach IEC 61076-02-101







90° gewinkelt







geeignet für eine Wandstärke bis 2,5 mm, bis 4 mm, bis 5 mm







THR lötbar







Schutzart IP67 in gestecktem Zustand



Wago
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BUCHSE



STECKVERBINDER



Für die automatische Verarbeitung Schweißströme bis 1000 V



etherCON CAT5e und CAT6A PoE+ konform



RJ45 Durchgangsbuchse



IDC-Anschlüsse



IP65 mit SE8FD Dichtungskit



ODU
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Multi-Contact



Der Fitmacher für die Automatisierung für horizontale und vertikale Leiterplatten erhältlich



Abstand Front zu PCB 24 mm



Becker, Norbert



Automatisierungstechnik Front LEDs für Datenübertragung



abgeschirmt



Mehr als 40 Jahre Fachwissen stecken in allen NEUTRIK-Produkten. Unsere etherCON-Serie ist ein robustes verriegelbares RJ45-Stecksystem, das auch für raue Industrie-Umgebungen bestens geeignet ist.



www.neutrik.de



Die Primärkreissteckverbinder TSB150 und TSS150 von MultiContact wurden aufgerüstet für eine Nennspannung von 1000 V AC bei 180 A. Mit diesen Leistungsdaten werden sie den erhöhten Anforderungen moderner Punktschweißanlagen gerecht, wo in der Praxis Spannungen von bis zu 835 V erforderlich sind. Die Steckverbinder für die Schweißstromversorgung werden in der robotergestützten In-



dustriefertigung am Schaltschrank eingesetzt, um von dort die Schlauchpakte entlang des Roboterarms bis zum Schweißtransformator zu verbinden. Zwei Pilotkontakte für Signalleitungen lassen sich zusätzlich integrieren. Eine 6-Kant-Kodierung verhindert Fehlsteckungen. Basis ist die Kontaktlammellentechnologie MULTILAM, die für effiziente Energieübertragung mit geringer Verlustleistung und konstantem Durchgangswiderstand sorgt. Herausragende technische Eigenschaften, wie die konstante Kontaktkraft und der Selbstreinigungseffekt, machen das System zuverlässig und wartungsarm.



420 Seiten, zahlr. Bilder, 2farbig, 2. Auflage 2014 ISBN 978-3-8343-3301-8 29,80 € Von Sensoren und Aktoren bis zur Projektierung: • Automatisierungstechnik aus praktischer Sicht • viele Beispiele u. Bilder • für Studenten, Ingenieure u. Techniker



Ein Fachbuch der



09684



Eine Million Elektrofahrzeuge bis 2020 – der Trend Elektromobilität bewegt nicht nur die Fahrer, sondern auch die Elektronikbranche. Essenziell für den Einsatz der Fahrzeuge sind die Ladestecker, die für schnelles, einwandfreies „Auftanken“ mit Strom sorgen. In ihnen kommen Einzelkontakte von ODU zur Anwendung. Aktuell im Portfolio ist STAMPTAC. Der gestanzt-gerollte Buchsenkontakt ermöglicht eine



automatisierbare Weiterverarbeitung beim Automobil-Zulieferer. Diese wirtschaftliche Fertigungsmethode begegnet den Ansprüchen der Branche passgenau. Weitere Vorteile der Buchse sind auch die verlässliche Übertragung von Leistungsströmen und der geringe Verschleiß. So zeigt der Einzelkontakt nach 10.000 Steckzyklen konstant niedrige Steckkräfte und gleichbleibende Übergangswiderstände. Der Stanzkontakt verringert die Fertigungskosten und erhöht die Produktionsgeschwindigkeit. Den Kontakt gibt es in zwei Größen mit drei und mit sechs Millimeter Durchmesser.



Die Fachbücher für Ihre Aus- und Weiterbildung im technischen Beruf. E-Mail: [email protected], Tel.: 0931 418-2419



www.vogel-buchverlag.de
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POWER-STECKVERBINDER



Energieversorgung auf der Platine W+P präsentiert ein Spektrum an Power-Steckverbindern und Power-Signal-Steckverbindern für die Leiterplatte. Ausgestattet mit einer speziellen Kontaktgeometrie gewährleisten sie Stromtragfähigkeiten bis zu 40 A und stellen die Energieversorgung der Platine – oder über mehrere Platinen hinweg – sicher. Sie kombinieren die Vorteile von preisgünstigen Leiterplattensteckverbindern mit der Möglichkeit, ganz verschiedene Stecksysteme zur Stromversorgung zu realisieren: Stift- und Buchsenleisten, Board-to-BoardVerbinder, Crimp-Rast-Verbinder sowie D-SUB-KombinationsSteckverbinder. Verfügbar sind sowohl reine Power-Steckverbinder zur Spannungs- und Stromversorgung sowie Power-Signal-Steckverbinder, die zusätzlich auch Steuersignale über das gleiche Interface übertragen. In unterschied-



lichen Kombinationen und kundenspezifischen Ausführungen. Allen gemeinsam ist eine kompakte Gehäusegestaltung, die ein platzsparendes Board-Design ermöglicht. Interessant ist der Einsatz in den Bereichen Industrie-Elektronik, Maschinen- und Anlagenbau und in industriellen Messund Steuersystemen. W+P



VIDEOTECHNIK



40 Prozent weniger Platzbedarf Der Mini HD-BNC Steckverbinder (75 Ω) von Telegärtner benötigt 40 % weniger Steckplatz bei bester Übertragungsqualität. Für die sichere Signalübertragung sorgen gute Rückflussdämpfung, ein geringer Übergangswiderstand und hohe Anpresskräfte. Bei Anwendungen in Steckfeldern und Patch Panels, in denen viele Steckverbindungen in Matrixform auf engstem Raum ein-



gesetzt werden, ermöglicht der Steckverbinder im Vergleich zum Standard-BNC die 4-fache Packungsdichte. Mehr Windungen bzw. Elemente im Federkorb sorgen für höhere Stabilität bei seitlicher Belastung. Mit einem Bajonettverschluss lässt sich der Stecker zuverlässig verriegeln. Damit sind die neuen Mini-Steckverbinder bestens auf den rauen Einsatz in Studios und bei Veranstaltungen mit Liveübertragungen ausgerichtet. Der Steckverbinder kann mit Kabeln von 8 und 9,5 mm Durchmesser der Kabelgruppen G2, G4, G41 und G27 verwendet werden. Sie werden standardmäßig durch eine Hex-Crimpung mit dem Kabel verbunden. Verbindungsstücke für den Einbau in Gehäusewände werden angeboten. Telegärtner
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DER BESSERE PUSH-PULLSTECKVERBINDER Die Vorteile des neuen Push-PullRundsteckverbinders Y-Circ® P: • Kürzer: spart Platz durch innovatives Design • Leichter: geringeres Gewicht durch kompaktere Bauform • Einfacher: Zeitersparnis durch schnellere Assemblierung Proﬁtieren Sie von Kosteneinsparungen und Qualität „Made in Germany“!



WWW.YAMAICHI.EU



EMBEDDED COMPUTING // SPEICHER



Ein Daten-Airbag für sichere Energienetze Smart Metering wird zur Optimierung von Energiekreisläufen immer wichtiger. Bei Energieerzeugung oder bei lokalen Verbrauchern anfallende Daten können zuverlässig in nvRAMs gesichert werden. BERND DAHLHEIMER *



S



teigender Energiebedarf und sorgsamer Umgang mit knappen Energieressourcen sind wichtige Herausforderungen in unserer Zeit. Ein Ausweg ist die Abkehr von traditioneller Energieerzeugung hin zu nachhaltigen Energiequellen wie die Nutzung von Sonne, Wasser, Wind und der Geothermik. Die Energieeinspeisung aus diesen Quellen ist jedoch abhängig vom Ort und der Jahres- und Tageszeit. Die dynamische Energieerzeugung ist dadurch zu bestimmten Zeiten größer bzw. kleiner als der Bedarf. Eine der wichtigsten Aufgaben ist der Ausgleich zwischen der Energiegewinnung und dem sich ständig wechselndem Verbrauch. Ein Weg zum Ziel ist die Veränderung der Energieverteilung von einem zentralen Kraft-



Praktische Anwendungen von Smart Metering Ein Beispiel dafür ist das Energiemanagement von industriellen und öffentlichen Gebäuden. Die Voraussetzung für die Transparenz über den Energiebedarf ist eine intelligente Leittechnik, die die Erfassung und Zuordnung vielfältiger Daten der unterschiedlichen Verbraucher ermöglicht. Der Energieverbrauch lässt sich über ein zentrales Schalt-Panel den aktuellen Anforderungen automatisch oder manuell anpassen. Die Zählerdaten können in einer zentralen Da-



Bilder: Anvo Systems



* Bernd Dahlheimer ... ist Marketing Director bei Anvo Systems Dresden



werk hin zu dezentralen Energieerzeugern. Die zahlreichen Energienetzwerke müssen zuverlässig beobachtet, gesteuert und optimiert werden. Der Betrieb muss sehr sicher und flexibel möglich sein. Die Funktion und Datensicherheit steht an erster Stelle – vor allem bei Kommunikationsfehlern oder gar einem Spannungsverlust.



Energiekreislauf: Von Erzeugung über Distribution bis hin zum Verbrauch und dem daraus resultierenden Bedarf an neuer Energie fallen nützliche Daten zur Messung und Verbesserung des gesamten Ablaufs an.
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tenbank gespeichert und ausgewertet werden. Um den Anreiz aller Verbraucher zum Energiesparen zu verstärken, besteht die Möglichkeit, alle aktuellen Verbrauchswerte für Wärme, Strom und Gas beispielsweise über ein zentral installiertes, großflächiges Display darzustellen. Um einen nachhaltigen, energieeffizienten Gebäudebetrieb zu erreichen, werden Wetterdaten und -vorhersagen einbezogen. Die unterschiedlichen Maßnahmen umfassen unter anderem ein temperaturtrendgesteuertes, präventives Vorheizen, wodurch die Nutzung der eingespeisten Energie wesentlich reduziert werden kann. Dieser Punkt spielt gerade bei dem Einsatz erneuerbarer Energien eine Rolle, da diese Systeme recht träge sind und lange Vorlaufzeiten benötigen. Bei kurzfristigem Wärme- oder Kältebedarf muss bei Nutzung der Erdwärme oder der Solarenergie in der Regel mit kostenintensiver Sekundärenergie, wie Strom oder Fernwärme, ergänzt werden. Eine intelligente Gebäudeautomatisierung kann noch mehr leisten. Ein Beispiel ist der Einsatz von intelligenten Zutrittskontrollsystemen und Alarmanlagen zur Gewährleistung der Sicherheit des Gebäudes. Zudem lassen sich eine bedarfsgerechte Beleuchtung, Regelung von Markisen und Multimediageräte steuern. Das Ziel ist, Funktionsabläufe nach vorgegebenen Einstellwerten automatisch durchzuführen oder deren Bedienung bzw. Überwachung zu vereinfachen. Alle Sensoren, Aktoren, Bedienelemente, Verbraucher und andere technische Einheiten im Gebäude sind miteinander vernetzt. Bei einer zuverlässigen Bewältigung der vielfältigen Aufgaben von Smart Metering fällt eine riesige Menge an unterschiedlichen Daten an. Das sind neben Informationen zur Systemkonfiguration und zum Systemzustand vor allem Messwerte von Sensorsystemen für z.B. Strom, Heizung und Licht. Die wichtigsten Anforderungen für sichere Energienetze sind eine zuverlässige Systemfunk-
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Smart Metering: Einsatzbeispiel eines nicht-flüchtiger Speichers in intelligenten Energiezählern.



tionalität und eine hohe Datenintegrität. Hier bieten sich die nicht-flüchtige Speicher von Anvo-Systems Dresden an (Bild 1). Die Produkte sind für den kommerziellen oder industriellen (-40 °C bis +85 °C) Temperaturbereich lieferbar und arbeiten auch unter extremen Bedingungen.



Aufbau und Einsatz des nichtflüchtigen Speichers Ein nvSRAM (non-volatile SRAM) verfügt in jeder Speicherzelle über ein nicht-flüchtiges SONOS (Silizium-Oxid-Nitrid-Oxid-Silizium) Flash-Speicherelement. Die Datenspeicherung erfolgt Zelle für Zelle über eine parallele Schnittstelle. Der komplette Inhalt eines SRAMs lässt sich in nur 8 ms speichern. Die bisherige Lösung sah die Datenspeicherung aus einem schnellen flüchtigen Memory in ein Flash über ein Standardbussystem vor. Aufgrund der begrenzten Speichergeschwindigkeit kann es in vielen Anwendungen bei einem Spannungsabfall zu einem Verlust der Daten kommen. Die robuste, kostenoptimierte SONOSTechnologie ermöglicht die nicht-flüchtige Speicherung aller Daten bei einem unvorhersehbaren Abfall der Betriebsspannung unter einen definierten Wert in z.B. weniger als 15 ms. Der nicht-flüchtige Speicherbaustein bietet daneben die für SRAMs typischen Vorteile wie kurze Zugriffszeiten und unbegrenzte Lese- und Schreibzyklen (R/W Endurance). Der Hersteller gibt 100 Jahre nicht-flüchtige Data Retention an. Das von Anvo-Systems gerade vorgestellte nicht-flüchtige Speicherprodukt ist das serielle nvSRAM ANV32AA1W mit einer hohen Speicherkapazität von 1 Mbit. Der Baustein mit Double Memory-Architektur weist eine Organisation von 128k Worten zu je 8 Bit auf und unterstützt SPI Modes 0 und 3. Besonders hervorzuheben ist die hohe Taktrate von
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66 MHz. Das nvSRAM kann mit 2,7 V - 3,6 V betrieben werden. Geliefert wird das Produkt wahlweise in einem 8 Pin DFN oder 16 Pin 169 mil TSSOP Gehäuse. Zum Einsatz kommen die nicht-flüchtigen Speicher beispielsweise in intelligenten Energiezählern (Bild 2), Temperaturmessgeräten (Bild 3) und Datenloggern. Dabei kommen einige der wichtigsten technischen Merkmale der nvSRAMs zum Tragen wie das nicht-flüchtige Schreiben der Daten bei Busgeschwindigkeit und die unbegrenzte R/W Endurance. Einzigartige Sicherheits-Features wie die prüfsummengeschützten Speicherzugriffe Secure READ und Secure WRITE sowie ein Time Monitoring sorgen für eine hohe Zuverlässigkeit des nvSRAMs. Hinzu kommt ein energieeffizienter Code Update. Eine integrierte Power Down-Funktionalität (Hibernate Mode) sorgt für einen geringen Stromverbrauch des Systems. Dabei werden ungenutzte interne Blöcken von der Versorgungsspannung getrennt. Der StandbyStrom Ihib des nvSRAM ANV32AA1W ist kleiner als 1 µA. Mit einer Änderung eines beliebigen I/O Pins kann das System innerhalb von 500 µs wieder in den aktiven Zustand gebracht werden. Durch die Überwachung der Versorgungsspannung während des Hibernate-Zustands lassen sich zu geringe Spannungswerte (Brownouts) erkennen und das Zurückkehren zu einem definierten Status sicherstellen. Die seriellen und parallelen nicht-flüchtigen Speicher von Anvo-Systems sind mit einer Kapazität von 64 Kb bis 1MB erhältlich. Die nvSRAMs eignen sich u.a. für Anwendungen in der Medizintechnik, Industrieautomatisierung z.B. Motorsteuerung oder Robotik und Messtechnik. // SG Anvo Systems +49(0)351 795 89 00
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Einfachere Entwicklung von FPGAbasierten Servern mit OpenCL Xilinx' SDAccel kombiniert Vorteile zweier Ansätze: Einsatz der parallelen Architekturen und niedrigen Energiebedarfs von FPGAs unter Verwendung einer von CPUs und GPUs vertrauten Entwicklungsumgebung.



Bilder: Xilinx



DEVADAS VARMA UND TOM FEIST *



beitung natürlicher Sprache zu meistern. Die Erfahrung dort zeigt, dass beim Einsatz von Algorithmen mit Back-Propagation zur Online-Prädiktion die FPGA-Lösungen weitaus leichter skalieren als mit CPUs und GPUs und dabei auch den Energieverbrauch senken. Die neue Generation der hoch integrierten 28-nm- und 20-nm FPGA-Familien der Xilinx Serie 7 und UltraScale-Bausteine dynamisiert die Integration von FPGAs in die Hostund Line-Cards der Server von Datenzentren. Ihre Performance pro Watt kann leicht das Zwanzigfache äquivalenter CPUs oder GPUs überschreiten und dabei in einigen Applikationen Latenz-Verbesserungen um den Faktor 50 bis 70 bringen.



OpenCL: Leichte Open Code Portabilität Bild 1: Das SDAccel-Environment umfasst einen Compiler zur Optimierung der Architekturen, Bibliotheken, einen Debugger und Profiler für eine CPU/GPU-ähnliche Programmierung.



D



atenzentren sind das Rückgrat der Wirtschaft, von lokalen Servern bis zu weltweiten Cloud-Service-Anbietern. Dafür zählen sie auch zu den größten Verbrauchern elektrischer Energie. In den USA summierte sich das 2013 auf 91 Mrd. KWh und könnte bis 2020 auf 140 Mrd. kWh anwachsen. Leistungseinsparungen sind somit essentiell. Viele Server müssen lange Zeit ohne Unterbrechung laufen. Das stellt hohe Anforderungen an Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Hardware. Missionskritische Dienste verwenden meist GPUs (graphics processing unit) und DSPs (digital signal processing) zur *Devadas Varma ... ist Senior Engineering Director SDAccel and Vivado High-Level Synthesis bei Xilinx. Tom Feist ... ist Senior Director Design Methodology Marketing bei Xilinx.
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Beschleunigung der Applikationen. Nun erwägen viele Unternehmen den Umstieg auf FPGAs (field-programmable gate arrays) wegen ihrer parallelen Architekturen und des relativ niedrigen Leistungsverbrauchs. Eine bessere Performance pro Watt ist zunehmend gefragt. Amazon, Google, Microsoft oder Baidu verwalten riesige Bestände an Daten und Bildern und brauchen dazu äußerst schnelle Tools. So haben GoogleWissenschaftler eines der größten neuralen Netzwerke für maschinelles Lernen geschaffen, indem sie 16.000 Prozessoren für Bildsuche, Sprachverarbeitung und maschinelle Übersetzung gekoppelt haben. Allerdings ist die geschickte Nutzung von CPUs allein kein besonders leistungsfähiger Ansatz. Für schnellere Verarbeitung und geringeren Energieverbrauch werden alternative Lösungen gesucht. Baidu, Chinas größte Suchmaschine, setzt komplexe neurale Netzwerke ein, um die Bildsuche und die Verar-



Für Entwickler mit begrenzter Expertise in FPGA-Hardware kann der Umstieg auf FPGAs eine herausfordernd sein, da er die Vertrautheit mit RTL (VHDL oder Verilog) voraussetzt, um ihren vollen Vorteil auszuschöpfen. Zur Lösung dieses Problems bietet Xilinx die Open Computing Language (OpenCL). OpenCL wurde von Apple zur Integration von CPUs, GPUs, FPGAs und DSP-Blocks in heterogene Designs entwickelt. Um das OpenCLFramework zum Erstellen von Programmen zu verbessern, haben die führenden Anbieter von CPUs, GPUs und FPGAs, einschließlich Xilinx, in die Weiterentwicklung der Sprache und ihrer APIs investiert. OpenCL umfasst eine Sprache (auf der Basis von C99) sowie ein API (application programming interface) zur Steuerung der Plattform und zum Ausführen von Programmen auf dem Zielsystem. Zudem ist Parallelverarbeitung mit Task- und Daten-basierten Parallelismen vorhanden. Die wachsende Akzeptanz von Open-CL seitens der CPU-, GPU- und FPGA-Anbieter, Server-OEMs und Datenzentrum-Manager belegt, dass alle Beteiligten eine generelles Faktum anerkennen: C-basierte Compiler für Einprozessor-Architekturen erzielen nur eine
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geringe Reduktion der Verlustleistung im Server-Rack, auch wenn die Prozessoren mittlerweile bei Sub-20-nm Prozesstechnologien angelangt sind und spezielle Leistung sparende States verwenden.



Bild 2: Zur Videoverarbeitung in OpenCL für CPU- und GPU-Architekturen geschriebene Algorithmen laufen schneller auf FPGAs.



Die Xilinx SDAccel Entwicklungsumgebung Anforderungen seitens der Datenzentren und Server-OEMs machten die Entwicklung einer universellen Design-Umgebung zur Optimierung von Datenzentren-Applikationen nötig. Als Ergebnis präsentiert Xilinx das OpenCL-Environment SDAccel (Bild 1). Es bietet Entwicklern von Datenzentrum-Applikationen die vollständige FPGA-basierte Hardware und OpenCL-Software. SDAccel umfasst einen schnellen Compiler zur Optimierung der Architektur mit effizientem Gebrauch der Onchip-FPGA-Ressourcen und bietet einen vertrauten Software-Entwicklungsfluss auf der Basis eines integrierten Eclipse Design Environments (IDE) für CodeEntwicklung, Profiling und Debugging. Zudem nutzt SDAccel die von Xilinx entwickelte dynamische Rekonfigurierbarkeit. Damit lassen sich Accelerator-Kernels, die für unterschiedliche Applikationen optimiert wurden, on-the-fly austauschen. Die Anwendungen können mehrere Kernels haben, die im FPGA in Runtime-Modus auswechselbar sind, ohne die Schnittstelle zwischen ServerCPU und FPGA bei Beschleunigung der Applikation zu unterbrechen. Der SDAccel-Compiler ermöglicht Software-Entwicklern das Optimieren und Kompilieren von Streaming- und Datenpfad-Applikationen mit geringer Latenz. Er unterstützt Quellcode durch die Kombination von



C, C++ und Open-CL und ist auf High-Performance-FPGAs von Xilinx ausgerichtet. Das ergibt eine zehnfache Verbesserung der Performance gegenüber High-End-CPUs mit einem Zehntel der Verlustleistung von GPUs. Code-Kompatibilität und das traditionelle Modell der Software-Programmierung zur einfachen und kostengünstigen Migration von Applikationen werden beibehalten. Bei Videoverarbeitung mit komplex verschachtelten Datenpfaden bietet die Flexibilität von FPGAs gegenüber den festen Architekturen von CPUs deutliche Vorteile bei Performance und Verlustleistung. Laut Benchmarks (Bild 2) übertrifft die mit SDAccel kompilierte FPGA-Lösung die CPU-Implementierung desselben Codes. Die Performance ist mit GPU-Implementierungen vergleichbar. Sowohl das bilaterale Filter wie der Harris-Corner-Detector wurden nach dem Standard-OpenCL-Paradigma kodiert, in dem die Daten zwischen den Kernels mit dem globalen Speicher des Bausteins übertragen werden. Die mit SDAccel generierte FPGAImplementierung optimiert den Speicherzu-



griff durch Bereitstellung von Onchip-Speicherplatz für breitbandige Speichertransfers und Berechnungen mit niedriger Latenz. Die Schaffung und Verwendung dieser applikationsspezifischen Speicherplätze repräsentiert eine der architektonisch relevanten Fähigkeiten des SDAccel-Compilers. Die Erwartungen an FPGAs waren und sind, dass sie die Verarbeitung von Algorithmen gegenüber CPU- und GPU-Implementierungen verbessern und den Leistungsbedarf reduzieren. Bislang konnten sie dieses Versprechen wegen des Paradigmas ihrer Programmierung nicht effektiv einlösen. SDAccel eliminiert diese Begrenzung durch die Unterstützung von Software-Workflows mit In-System/On-the-Fly Rekonfigurierung, die den Return on Investment der HardwareBeschleunigung für Datenzentren maximiert. Das ermöglicht eine vollständig FPGAbasierte Lösung, die andere Einzel-Tools weit übertrifft und vereinfacht. // SG Xilinx +49(0)89 930880
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DIGITALES POWERMANAGEMENT



Regelung für optimierte Energieeffizienz in FPGAs mit z.B. Serverboard ASMB-784 SMB 784



für Intel® Core™ Xenon & Core™ i7/i5/i3 CPUs der 4th Generation



Altera wird ZMDIs digitale Power-Management-Technologie nutzen, um neueste MMDCStromversorgungsfunktionen (Multi-Mode Digital Control) in seine Enpirion PowerSoCs zu in-



tegrieren. Die Technologie vom ZMDI ermöglicht laut Altera eine optimierte Regelung zwischen den FPGAs des Unternehmens und deren Power Management ICs. Dadurch unterstützen die Enpirion-Bausteine neue Stromversorgungsmodi, was den statischen wie auch den dynamischen Stromverbrauch von FPGAs um bis zu 30% senkt. ZMDIs Digital-Power-Technologie soll die Integration einer heterogenen Stromversorgungsregelung für unterschiedliche Zielanwendungen erlauben und



für ein verbessertes Transientenverhalten in programmierbaren digitalen Umgebungen sorgen. Ein Team erfahrener Entwickler konzentriert sich auf die Arbeit mit dieser Digital-PowerTechnologie und wird Alteras Forschungs- und Entwicklungsteam beim Design fortschrittlicher Power ICs unterstützen. Dr. Anthony Kelly, zuvor Chief System Architect bei ZMDI, wird das Digital Power Design Team bei Altera leiten. Altera



SDSOC-ENTWICKLUNGSUMGEBUNG



embedded pcs



Tool für All Programmable SoCs und MPSoCs



displays



Mit der SDSoC Design Environment für All Programmable SoCs und MPSoCs bietet Xilinx das dritte Mitglied seiner SDx-Familie von Entwicklungsumgebungen an. Die SDSoC-Umgebung ermöglicht den Entwicklern von Embedded-Software den Einsatz "all programmable" Hardwareund Software-Bausteine. Die Umgebung bietet eine vereinfachte, ASSP-ähnliche Programmierung, einschließlich der integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) Eclipse und einer Entwicklungsplattform für heterogene



power supplies www.fortecag.de



[email protected]



Linux for Industry Schulung | Consulting Board Support Package (BSP)



und stellt deren Endkunden eine kundenspezifisch ausgelegte Programmierumgebung zur Verfügung. SDSoC bietet Board Support Packages (BSP) für die Zynq All Programmable SoC-basierten Entwicklungs-Boards, einschließlich ZC702 und ZC706, für Third-Party-Plattformen und marktspezifische Typen wie Zedboard, MicroZed und ZYBO, sowie für Video- und ImagingEntwicklungs-Kits. Xilinx



SECURITY



AES-Verschlüsselung für FPGAs von Xilinx



Security Performance Analyse Buildsystem Yocto oder ELBE Qt 5.x Moderne IDE mit Debug, Tracing und Performance Analyse



Zynq All Programmable SoCs und MPSoCs. Mit einem C/C++ Optimierungs-Compiler bietet SDSoC Profiling auf Systemebene, automatische SW-Beschleunigung in programmierbarer Logik, automatische Generierung der Systemanbindung und Bibliotheken zum schnelleren Programmieren. Außerdem ermöglicht SDSoC den Endanwendern und Third-Party-Plattformentwicklern die schnelle Definition, Integration und Verifizierung von Lösungen auf der Systemebene,



Der Xilinx AES Programmer von GÖPEL electronic ist als Tool direkt in die JTAG/Boundary Scan Softwareplattform SYSTEM CASCON integriert. Es ermöglicht die Programmierung der eFUSE Re-



gister, einschließlich eines 256bit AES-Keys per JTAG-Zugriff. Das verspricht höchste Sicherheit bei der Authentifizierung und Verschlüsselung der FPGA-Programmierdaten. Hardwareseitig wird die Funktionssicherheit durch Einsatz der JTAG/Boundary Scan Plattform SCANFLEX abgesichert. Das System deckt diverse Applikationen ab, wie Gang Operationen, Betrieb des JTAG Interfaces über lange Distanzen von bis zu 4 m oder Ansteuerung von Multi-TAP / Multi-Drop Targets.



Da das Tool nativer Bestandteil der SYSTEM CASCON ISP Tool-Suite ist, können nach erfolgter Konfiguration verschlüsselte Programmierdaten auf der selben Plattform heruntergeladen werden. Hard- wie Software unterstützen den Embedded System Access (ESA). Auf diese Weise ist gewährleistet, dass Möglichkeit zur Kombination mit anderen Prozeduren wie Boundary Scan Test oder Processor Emulation Test besteht. GÖPEL electronic



Tracing screenshot



LInuTronIx GMBH www.linutronix.de



Telefon 07556 / 4521 890 [email protected]
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ENTWICKLUNGSTOOLS



Günstige digitale Steuerungen



Texas Instruments stellt sein erstes Entwicklungsboard für die MCUs der Delfino-Reihe vor. Das C2000 Delfino F28377S MCU LaunchPad basiert auf dem TMS320F28377S 32-Bit Mikrocontroller. Mit der Kombination aus C28x-Core und Echtzeit-Coprozessor CLA kommt es auf eine Gleitkomma-Verarbeitungsleistung beträgt 400 MIPS. Integrierte Hardwarebeschleuniger tragen zu einer schnelleren Verarbeitung von Algorithmen zu Tranformations- und Steue-



rungsfunktionen sowie Powerline-Kommunikation. Eine ausgefeilte Analog- und Steuerungs-Peripherie ist in den MCU integriert. Dazu zählen eine flexiblere PWM-Architektur, zwei ADCs, die im 12-Bit-Modus vom LaunchPad unterstützt werden, sechs Delta-Sigma-Sinc-Filter, vier Fenster-Komparatoren sowie zahlreiche weitere Peripheriefunktionen für Steuerungsund Kommunikationsaufgaben. Das LaunchPad lässt sich mit dem Digital Power BoosterPack und dem Motor Drive BoosterPack kombinieren, um eine Starthilfe für die Entwicklung von Digital-Power- und Motorregelungs-Applikationen mit dem F28377S zu geben. Das Kit ist zu einer Herstellerpreisempfehlung von 29,99 US-$ erhältlich. Texas Instruments



RISC MULTICORE-PROZESSOR



Skalierbarer und asymmetrisch



Der esi-RISC-basierte eSi32X0MP Multicore-MCP von Ensilica zielt auf Anwendungen ab, die eine möglichst hohe Rechenleistung bei geringem Stromverbrauch und kleinem Footprint benötigen, wie NiedrigenergieWiFi, LTE Cat-0 und andere Standards für Anwendungen im Internet of Things. Der PHY-Kern des eSi-32X0MP bietet erweiterte DSP-Beschleunigung mit Dual-MAC und SIMDAnweisungen Berechnungen für komplexe Arithmetik wie auch



beschleunigte Divisions-, Wurzel- und Logarithmik-Berechnungen. Der Protokoll-Stack des zweiten Kerns übernimmt BitField-Operationen wie schnelle Insertion und Extraktion und enthält einen CRC (cyclic redundancy checker). Subsysteme können um Funktionen wie FFT/ IFFT, DFT, Viterbi und TurboEntschlüsselung über optionale Hardware-Beschleuniger aus Ensilicas IP-Bibliothek nachgerüstet werden. Zum Energiesparen sind im eSi-32X0MP sowohl Clock- als auch Power-Gating implementiert. Jeder Kern kann mit 1 GHz bei einer dynamischen Leistung von 14,4 µW/MHz betrieben werden. Auf Stromverbrauch optimiert läuft jeder Kern auf nur 5,09 µW/MHz. Ensilica



Simulieren Sie die Zukunft. Heute. REAL TIME: 21 DAYS ELAPSED TIME OF SIMULATION: 10 YEARS Besuchen Sie uns: productronica | Messe München 10. – 13. 11. 2015 | Halle A2 | Stand 444



Als einer der Marktführer für Umweltsimulationsanlagen bietet WEISS TECHNIK das gesamte Spektrum hochwertiger und praxiserprobter Prüftechnologie für die Elektronikindustrie. Damit erkennen und eliminieren Sie Schwachstellen von Anfang an – für leistungsstarke Technik, hohe Lebensdauer und unübertroffene Sicherheit. Heute und in Zukunft.



Weiss Umwelttechnik GmbH ¬ Telefon +49 6408 84-0 ¬ [email protected]



www.weiss.info
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Besondere Sorgfalt für das Gesundheitswesen Healthcare-Unternehmen erwarten vom Distributor mehr als Integrität, Direktkauf und vollständige Produkt-Rückverfolgbarkeit. Farnell verrät, wie Distributoren diesen lukrativen Markt erschließen können.



Bild: NEC Corporation of America
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Kunden im Healthcare-Markt stark verändert. Dafür haben wir von Farnell element14 einige zusätzliche Services entwickelt um zu gewährleisten, dass die Contract Electronics Manufacturer (CEMs), individuelle Unterstützung erhalten. Der wichtigste dieser Services war die vollständige Rückverfolgbarkeit der einzelnen Komponenten.



Vollständige ProduktRückverfolgbarkeit



Healthcare: Die Medizintechnik hat spezielle Anforderungen, vor allem in Bezug auf die Sicherheit.



D



ie Healthcare-Märkte sind traditionell in sich geschlossene Systeme, die in alten Mustern und Ansätzen verhaftet sind. Das bedeutet im Ergebnis eine eingeschränkte Rückverfolgbarkeit und die Bindung von Unternehmen an veraltete Ausführungen und überholte Komponenten. Heute beobachten wir, dass Medizintechnikunternehmen Kosten sparen wollen, und zwar durch deutlich bessere Standards und hochzuverlässige Produkte. Statt individuell entwickelter Designs können Standardprodukte eingesetzt werden, und genau hier kann ein Distributor den entscheidenden Unterschied ausmachen. Die Medizintechnik hat spezielle Anforderungen, vor allem in Bezug auf die Sicherheit. Distributoren müssen diese Anforde* Phil Gee ... ist Director, Corporate OEM/CEM bei Farnell element14
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rungen kennen und ihre Supply Chain sowie die Beschaffungskanäle danach ausrichten. Einkäufer innerhalb der Healthcare-Branche kaufen meist in geringen Stückzahlen und legen den Fokus auf Qualität und Integrität. Daneben spielen Lieferzeit und der Service eine wichtige Rolle im Entscheidungsprozess. Diese Entwicklung hin zu geringeren Stückzahlen sowie Designs oder Aufträgen mit einer schnellen Bearbeitungszeit sind eine Herausforderung, denn viele Distributoren und Lieferanten vertreiben die einzelnen Komponenten nur auf ganzen Rollen oder in großen Mengen. Das steht im Gegensatz zu der Notwendigkeit, Kosten zu sparen und sich auf das Entscheidende zu konzentrieren. Gleichzeitig soll es möglich sein, schnelle Lieferzeiten und Sonderbestellungen mit einer hohen Verlässlichkeit und Rückverfolgbarkeit zu vereinbaren. In den letzten Jahren hat sich unser Support für



Gesetze zu Produktpiraterie, eine garantierte Qualität und die damit verbundenen Sicherheitsbelange sowie striktere gesetzliche Vorschriften haben den Druck auf den Distributionsmarkt zusätzlich erhöht. Mit zunehmendem Outsourcing müssen Distributoren in der Lage sein, auf Anfrage umfassende Informationen zur Rückverfolgbarkeit bereitzustellen. Diese Anforderung wird eine zentrale Rolle bei der Neukundengewinnung und Kundenbindung im Healthcare-Markt einnehmen. Gesetzliche Vorschriften wie RoHS und WEEE und Zertifikate wie ISO geben der Rückverfolgbarkeit noch zusätzliches Gewicht und schreiben die Einhaltung der Compliance für den Hersteller vor. Tatsächlich ist die Nachverfolgbarkeit von Bauteilen eine wesentliche Voraussetzung für jeden Hersteller im Healthcare-Markt. Wenn Erkundigungen eingeholt werden, dann schränkt die Nachverfolgbarkeit die Haftungsrisiken durch einen besseren Einblick und Informationen zu den betroffenen Produkten ein. Auch die Sicherheit steigt dadurch deutlich an. Die Dynamik in der Elektronikfertigung heutzutage macht es schwierig, ein hohes Level an Rückverfolgbarkeit zu garantieren und aufrecht zu erhalten. Das liegt vor allem daran, dass elektronische Produkte für gewöhnlich einen extrem kurzen Produktlebenszyklus durchlaufen und dass tendenziell große Zahlen verschiedener Produkte gleichzeitig hergestellt werden. Trends wie die Miniaturisierung von Komponenten er-
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höhen ebenfalls das Risiko qualitativer Probleme, während gesetzliche Bestimmungen dem Hersteller vorschreiben, alles, was während des Produktionsprozesses passiert, zu registrieren und festzuhalten. Das gilt auch, nachdem das Produkt bereits auf den Markt gebracht wurde.



Allgemein übliche Fragen zur Rückverfolgbarkeit Fragen, die man sich bezüglich der Rückverfolgbarkeit stellen sollte, sind zum Beispiel: „ Wurde bei der Montage dieses Produkts ein defektes Bauteil verwendet? „ Wurde dieses Produkt in einem Prozess gefertigt, der den Vorgaben entspricht? „ Ist die gesamte Bestellung betroffen, oder geht es nur um eine bestimme Komponentencharge oder -gruppe? „ Wie lautet die gesamte Produktionshistorie dieser Platine oder dieser Box? „ Ist sichergestellt dass keine gefälschten Bauteile verwendet wurden? Außerdem sind neue Standards und Gesetze, die entweder von einzelnen Ländern,



Industriezweigen, oder sogar der gesamten EU vorangetrieben werden, zu beachten. Auf dem Laufenden darüber zu sein, welche Standards von den Kunden eingehalten werden müssen, ist für Distributoren außerordentlich relevant. Services wie Product Watch sind für deutsche Unternehmen extrem wichtig, um das Risiko obsoleter Bauteile zu kalkulieren. Product Watch ist ein erweiterter Benachrichtigungsservice für Unternehmen, der automatisch darüber informiert, welche Bauteile obsolet geworden sind oder bald nicht mehr produziert werden. Die Kunden können entsprechend reagieren und drohende Produktionsausfälle können rechtzeitig erkannt und durch die Bestellung alternativer Komponenten vermieden werden. Die Medizintechnik war in Bezug auf neue Technologien schon immer ein spannender Markt, der regelmäßig neue Herausforderungen mit sich brachte. Für uns Distributoren hat sich in den letzten Jahren vieles verändert. Unsere Kunden entwickeln sich weg von individuellen Designs und auslaufenden Produkten, weshalb die Zuverlässigkeit und



Rückverfolgbarkeit jedes einzelnen Teils ihrer Entwicklung gewährleistet sein muss. Die Kunden müssen in der Lage sein, so einkaufen zu können, dass die Ersatzteilbestände möglichst klein gehalten werden. Desweiteren gilt es, Obsoleszenz besser zu verwalten und darauf zu achten, dass sich alles im Rahmen der neuesten gesetzlichen Richtlinien und Standards abspielt. Das bedeutet, Distributoren können nicht mehr nach dem „one size fits all“-Prinzip arbeiten. Der Markt erwartet von ihnen eine hohe Servicequalität und Support zu angemessen Kosten. Fazit: Integrität ist der Schlüssel, wenn es um die Distribution elektronischer Komponenten für das Gesundheitswesen geht. Unternehmen im Healthcare-Markt wollen Vertragsdistributoren, Direktkauf und eine vollständige Rückverfolgbarkeit. Um hier als Distributor Erfolg zu haben, ist es wichtig, vorausschauend zu agieren und den komplexen Markt mit einer umfassenden Lösung anzusprechen. // MK Farnell +49(0)89 613030
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FRÜHER TRENNTEN UNS HUNDERTE KILOMETER. HEUTE STEHEN WIR SEITE AN SEITE AN DER PRODUKTIONSSTRASSE.



Wir bei ERNI messen die Qualität unserer Arbeit nicht an Zahlen, sondern an Vertrauen. Das führt dazu, dass sich unsere Kunden auch nach Jahren noch gut an uns erinnern. So wie im Fall unserer Mitarbeiterin Susanne Klingenberg, die nach einiger Zeit plötzlich einen Anruf von einem ehemaligen Kunden bekam. Mit dem ersten gemeinsamen Projekt in der Automobilindustrie ist der Kontakt heute enger denn je – und die beiden unterhalten sich nicht nur über die speziell angepassten Steckverbinder für die gemeinsame Serienproduktion.
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